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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.E.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 COM Port Header (COM1) (for X300-ITX/COM only)
2 8 pin 12V Power Connector (ATX12V2)

3 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6  Chassis Intrusion Header (CI1)

7  ATX Power Connector (ATXPWR1)

8 USB 2.0 Header (USB_5_6)

9 SATA3 Connector (SATA3_1)

10  System Panel Header (PANELI)

11  Chassis Fan Connector (CHA_FANI1)

12 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

13 SATA3 Connector (SATA3_2)
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Front Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIO1) 3 USB 3.2 Genl Type-A Ports
2 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_12)
(USB3_TC_1) 4 USB 2.0 Ports (USB_12)




Rear Panel
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No. Description No. Description

5  USB 3.2 Genl Type-A Ports
(USB3_34)

6  Line out Jack

7  LAN RJ-45 Port*

1 DisplayPort 1.2

2 D-Sub Port

3 HDMI Port

4 USB2.0 Ports (USB_34)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED

LAN Port

Activity / Link LED

Status Description

Speed LED
Status

)i No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




X300-ITX / X300-ITX/COM

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing X300-ITX / X300-ITX/COM motherboard. In this

documentation, Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and
step-by-step installation guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

X300-ITX / X300-ITX/COM Motherboard (Deep mini-ITX Form Factor)
1 x I/O Panel Shield

2 x SATA Cables (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (M2*2) (Optional)

1 x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)



1.2 Specifications

Platform + Deep mini-ITX Form Factor
+ Solid Capacitor design

CPU + Supports AMD AM4 Socket RyzenTM 2000, 3000, 4000
G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors
 Supports CPU up to 65W

+ 6 Power Phase design
Chipset . AMD X300

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

« AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

« AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

« AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

+ AMD Ryzen series APUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series APUs (Cezanne, Renoir and Picasso), ECC is
only supported with PRO CPUs.
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Expansion
Slot

Graphics

* Please refer to page 18 for DDR4 DIMM maximum
frequency support.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ 15p Gold Contact in DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)
« 1 x PCIe Gen3x16 Slot (x16 mode)*
AMD Ryzen series APUs (Cezanne, Renoir)
« 1 x PCIe Gen3x16 Slot (x16 mode)*
AMD Ryzen series APUs (Picasso, Raven Ridge)
« 1 x PClIe Gen3x16 Slot (x8 mode)*
AMD Athlon series CPUs
« 1 x PCIe Gen3x16 Slot (x4 mode)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
+ Three graphics output options: D-Sub, DisplayPort 1.2 and
HDMI
+ Supports Triple Monitor
+ Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
+ Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz
+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI
monitor is required)
+ Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Rear Panel
1/0

Storage

Realtek ALC897 Audio Codec
Supports Surge Protection
1 x Headphone/Headset Jack

1 x Line out Jack

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike

Protection))

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.2

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike
Protection))

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1 x Line out Jack

2 x SATA3 6.0 Gb/s with Power Connectors, support RAID
(RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and Hot Plug

1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports type 2280 M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) or Gen3 x2 (16 Gb/s)
(with Athlon 2xxGE series)*

* Supports NVMe SSD as boot disks
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Connector + 1x COM Port Header (Optional for X300-ITX/COM model)
+ 1x Chassis Intrusion Header
+ 1x CPU Fan Connector
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.
+ 1x Chassis Fan Connector (4-pin)
* The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maxi-
mum 1A (12W) fan power.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Header
+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)
BIOS « AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature + Supports "Plug and Play"

+ ACPI 5.1 compliance wake up events
+ Supports jumperfree

+ SMBIOS 2.3 support

+ DRAM Voltage adjustment

Hardware + CPU, Chassis Temperature Sensing
Monitor + CPU, Chassis Fan Tachometer
+ CPU, Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by
CPU temperature)

+ CPU, Chassis Fan Multi-Speed Control
+ CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Deep mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler -1

13
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Installing the CPU Box Cooler -2
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@ <

4-pin FAN cable
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

~

. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMM:s configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series APUs (Cezanne):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 3200
- DR - - 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

18 SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667
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Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 3200
- DR - - 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series APUs (Renoir):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 3200
- DR - - 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR SR/DR  SR/DR 2667
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Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

Ryzen Series APUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

. DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866
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Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

X300-ITX / X300-ITX/COM

21
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slot (PCle Slot)

There are 1 PClIe slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slot:

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCle x16 lane width graphics cards.

PCle Slot Configuration
PCIE2

Ryzen series CPUs

) . X Gen3x16
(Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)

Ryzen series APUs
i Gen3x16

(Cezanne, Renoir)

Ryzen series APUs
. . Gen3x8

(Picasso, Raven Ridge)

Athlon series CPU Gen3x4

23
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 13) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSTI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header ! Connect the power
HDLED+ PLED+
(9-pin PANELI) HDLED- PLED- button, reset button and
(see p.1, No.10) GND PWRBTN#  gystem status indicator on
RESET# GND
GND the chassis to this header

according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the
pin assignments are matched correctly.

25



Serial ATA3 Connector SATA3 2 SATA3 1 These two SATA3
(SATA3_1: connector supports SATA

-
see p.1, No. 9) data cables for internal
(SATA3_2: storage devices with up to
see p.1, No. 13) 6.0 Gb/s data transfer rate.
USB 2.0 Header ; There is one header on
(9-pin USB_5_6) ”ssfp‘”;“ ‘;SBJ’WR this motherboard. This
(see p.1, No. 8) P+ P+ USB 2.0 header can

GND GND

DUMMY

support two ports.

Chassis Fan Connector
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 11)

1 GND

2 +12v

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Please connect fan cable
to the fan connector and
match the black wire to
the ground pin.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

GND

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

B wWN e

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

Serial Port Header
(9-pin COM1)

(see p.1, No.1)

(for X300-ITX/COM
only)

This COM1 header
supports a serial port

module.
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power

connector. To use a 20-pin

e . ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.
ATX 12V Power . s This motherboard
Connector UD'E‘U provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) RWWN power connectors. To use

(see p.1,No. 1)

a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.1, No. 6)

GND E 1
Signal E

This motherboard
supports CASE OPEN
detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

27
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2.7 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.

29



2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon 2xxGE series).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

a®d

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 3

|

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the

module into place. Please do

not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1W032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIWO016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)

Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (NVMe)

Samsung 950Pro-256G (NVMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Motherboards X300-ITX / X300-ITX/COM. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-
Schritt-Installationsanleitungen.

kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,

1.1 Lieferumfang

X300-ITX / X300-ITX/COM-Motherboard (Tiefer Mini-ITX-Formfaktor)
X300-ITX / X300-ITX/COM-Schnellinstallationsanleitung

1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x SATA-Kabel (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

1 x Schraube fiir WLAN-Modul (M2x2) (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Tiefer Mini-ITX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Desktop-Prozessoren der
Serie G Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G, 5000 und 5000 G
Unterstiitzt CPU bis 65 W

6-Leistungsphasendesign

AMD X300

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

APU der AMD-Ryzen-Serie (Cezanne) unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Vermeer) unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

APU der AMD-Ryzen-Serie (Renoir) unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

APU der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

* Fuir APUs der Ryzen-Serie (Cezanne, Renoir und Picasso), ECC wird

nur mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.
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Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

* Bitte beachten Sie Seite 18 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz von
DDR4-DIMM.

« Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB

+ 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplétze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Vermeer, Matisse, Pinnacle
Ridge)
+ 1x PCle-Gen3x16-Steckplatz (x16-Modus)*
APU (Cezanne und Renoir) der AMD-Ryzen-Serie
+ 1x PCle-Gen3x16-Steckplatz (x16-Modus)*
APU der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)
1 x PCle-Gen3x16-Steckplatz (x8-Modus)*
Prozessoren der AMD-Athlon-Serie
+ 1 x PCle-Gen3x16-Steckplatz (x4-Modus)*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul

- Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU der
Ryzen-Serie*
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Freigabespeicher von standardmiaflig 2GB. Max. Freigabespeicher
unterstiitzt bis zu 16GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
« Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DisplayPort 1.2 und
HDMI
« Unterstiitzt drei Monitore
« Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflésung von 4K x 2K (4096 x
2160) bei 60 Hz
« Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz
« Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2304) bei 60 Hz
« Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports
+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI- und
DIsplayPort-1.2-Ports
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Audio

LAN

Frontblende,
E/A

Riickblende,
E/A

Speicher

Anschluss

Realtek-ALC897-Audiocodec
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss
1 x Line-Ausgang

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss

2x USB 3.2-Genl1 Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

1 x USB 3.2-Gen1 Type-C-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung (Full Spike Protection))

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.2

2 x USB 3.2-Gen1 Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung (Full Spike Protection))

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

1 x Line-Ausgang

2 x SATA 1II 6,0 Gb/s mit Stromanschliissen, unterstiitzen RAID
(RAID 0 und RAID 1), NCQ, AHCI und Hot-Plug

1 x Ultra-M.2-Steckplatz (M2_1), unterstiitzt Typ-2280-M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x4 (32 Gb/s) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit
Ahtlon 2xxGE-Serie)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

+ 1 x COM-Port-Stiftleiste (optional fiir X300-ITX/COM-Modell)
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+ 1 x Gehiuseeingriff-Stiftleiste

« 1 x CPU-Lifteranschluss
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x Gehauseliifteranschluss (4-polig)
* Der Gehduseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehéuseliifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).

+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss

+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss

- 1 x Frontblendenstiftleiste

« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt

Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Funktion Benutzerschnittstellen

+ Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

+ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

+ Unterstiitzt Jumper-frei

« SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

- DRAM-Spannungsanpassung

Hardware- + CPU-/Gehdusetemperaturerkennung
iiberwachung - CPU-/Gehiuseliiftertachometer
+ Lautloser CPU-/Gehduseliifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur)
+ CPU/Gehiuseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
+ Gehiuse-offen-Erkennung
+ Spannungsiiberwachung: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebs- « Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
system

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die

A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine

Verantwortung fiir mogliche Schéiiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOS1) Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 13) 2-poliger Jumper

CLRCMOSI1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie

das System zunichst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Gehiuseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an

Systemblende-Stiftleiste Verbinden Sie Ein-/Austaste,

HDLED+ PLED+
(9-polig, PANEL1) HDLED- PLED- Reset-Taste und
(siehe S. 1, Nr. 10) GND PWRBTN#  Systemstatusanzeige am Gehiuse
RESET# GND
GND entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.
Beachten Sie vor AnschliefSen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Ihres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer tiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Serial-ATA-III-Anschluss

SATA3 2 SATA3 1

Diese beiden SATA-III-Anschliisse

(SATA3_1: unterstiitzen SATA-Datenkabel
siehe S. 1, Nr. 9) fiir interne Speichergerate mit
(SATA3_2: einer Datentibertragungs-
siehe S. 1, Nr. 13) geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
USB 2.0-Stiftleiste 1 Es gibt eine Stiftleiste an diesem
(9-polig, USB_5_6) USB’PV\S SB’PWR Motherboard. Diese USB 2.0-
(siehe S. 1, Nr. 8) P P Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

GND GND

DUMMY

Gehéiuseliifteranschluss
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

GND

+12V
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

FNITON NI

Bitte verbinden Sie das Liifterkabel
mit dem Liifteranschluss; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENITUN NI

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

(nur fir X300-ITX/COM)

1)
rRRI#1—{CJ
CCTS#1 E
RRTS#1
pDSR#1— ]
eND—]
DDTR#1
TTXD#1 E
RRXD#1—{[]
ppco#1—C
]

Diese COM1-Stiftleiste unterstiitzt

ein Modul fiir serielle Ports.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

OO0
D000

Dieses Motherboard bietet

einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieffen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlieflen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.

Gehéuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

GND
Signal

Dieses Motherboard unterstiitzt
die Gehduse-offen-Erkennung,
die erkennt, wenn die Gehduseab-
deckung entfernt wurde. Diese
Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehéuseeingrifferkennungsdesign

voraus.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére X300-ITX / X300-ITX/COM. Dans cette

documentation, les Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mére et a son
installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére X300-ITX / X300-ITX/COM (Facteur de forme Deep mini-ITX)
+ Guide d’installation rapide X300-ITX / X300-ITX/COM

+ 1x panneau de protection E/S

« 2xcables SATA (optionnel)

« 1xvis pour socket M.2 (M2*2) (optionnel)

« 1xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)

41



42

1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

* Sur les APU série Ryzen (Cezanne, Renoir et Picasso), ECC est pris

Facteur de forme Deep mini-ITX

Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs de bureau AMD AM4 socket
Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G Series, 5000 et 5000 G Series
Prend en charge les unités centrales jusqua 65W
Alimentation a 6 phases

AMD X300

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Les APU AMD série Ryzen (Cezanne) prennent en charge
les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Vermeer) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

Les APU AMD série Ryzen (Renoir) prennent en charge

les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

Les APU AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge

les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

en charge uniquement avec les processeurs PRO.
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Fente
d’expansion

Graphiques

* Veuillez consulter la page 18 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'DIMM DDRA4.

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 128GO

» Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Processeurs AMD série Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)
+ 1 xemplacement PCle Gen3x16 (mode x16)*
APU AMD série Ryzen (Cezanne, Renoir)
+ 1 xemplacement PCle Gen3x16 (mode x16)*
APU AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1 xemplacement PCle Gen3x16 (mode x8)*
Processeurs AMD Athlon série
+ 1 xemplacement PCle Gen3x16 (mode x4)*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

- Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
+ Trois options de sortie graphique : D-Sub, DisplayPort 1.2 et HDMI
+ Prend en charge la configuration a triple moniteurs
+ Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale de
4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz
« Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60 Hz
+ Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz
« Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)
« Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2
+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2
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Réseau

Connectique
E/S du
panneau
avant

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

Connecteur
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Codec audio Realtek ALC897
Prend en charge la protection contre les surtensions
1 x sortie casque téléphonique/casque découte

1 x prise sortie ligne

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111H

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

2 x ports USB 3.2 Genl Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

1 x ports USB 3.2 Gen1 Type-C (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques

(Protection compleéte contre les pics))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x ports USB 3.2 Genl Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection complete contre les pics))

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques
(Protection compléte contre les pics))

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

1 x prise sortie ligne

2 x SATA3 6,0 Go/s avec connecteurs d’alimentation, prise en
charge de RAID (RAID 0 et RAID 1), NCQ, AHCI et branchement
a chaud

1 x socket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules PCI
Express M.2 type 2280 jusqua Gen3 x4 (32 Go/s) ou Gen3 x2

(16 Go/s) (avec Athlon série 2xxGE)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

+ 1 x embase de port COM (optionnel sur modele X300-ITX/COM)
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+ 1 x embase d’intrusion chassis
+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de chéssis prend en charge un
ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
+ 1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches
« 1x Panneau avant
+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du + Prend en charge la fonction « Plug and Play »
BIOS » Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

+ Prend en charge la configuration Jumpfree
+ Compatible SMBIOS 2.3
+ Réglage de la tension DRAM

Surveillance - Détection de la température du processeur/chassis
du matériel + Tachéometre ventilateur processeur/chéssis
« Ventilateur silencieux processeur/chassis (réglage automatique
de la vitesse du ventilateur du chéssis d’apres la température du
processeur)
«+ Controle simultané des vitesse du ventilateur processeur/chéssis
« Détection CHASSIS OUVERT
+ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore

Systeme + Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications - FCC, CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

A du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages
éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) L R CMOS
i Cavalier (jumper) a )
(voir p.1, No. 13) 2 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une mise
ajour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systeme, puis [éteindre avant de

procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

embases ou connecteurs end igera irré

édiabl t votre carte mére.

Embase du panneau

Branchez le bouton de mise

HDLED+ PLED+
systéme HDLED.- PLED- en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches) GND PWRBTN# réinitialisation et le témoin détat
RESET# GND
(voir p.1, No.10) ND du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant la
configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton d’alimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinat
démarrage.

en cas de plantage ou de dysfonctionnement au

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

X300-ITX / X300-ITX/COM
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Connecteur Serial ATA3

SATA3 2 SATA3 1

Ces deux connecteurs SATA3

(SATA3_I: [——I prennent en charge les cables
voir p.1, No. 9) de données SATA pour les
(SATA3_2: périphériques internes de stockage
voir p.1, No. 13) avec des taux de transfert de
données allant jusqu'a 6,0 Go/s.
Embase USB 2.0 1 Cette carte mere comprend un
(USB_5_6 a9 broches) USB’PVY,F_{ fB’PWR connecteur. Cette embase USB 2.0
(voir p.1, No. 8) P P peut prendre en charge deux ports.
GND GND
DUMMY

Connecteur du ventilateur
du chéssis

(CHA_FANI1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 11)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur le connecteur du
ventilateur, puis reliez le fil noir a

la broche de mise a terre.

Connecteurs du
ventilateur du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

GND

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A wWN e

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le

brancher sur la broche 1-3.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No.1)

(sur X300-ITX/COM

uniquement)

Cette embase COM1 prend en

charge un module de port série.




X300-ITX / X300-ITX/COM

Connecteur d’alimentation
ATX

Cette carte mére est dotée d’'un

connecteur d’alimentation

(ATXPWRI a 24 broches) 13 — 24 ATX a 24 broches. Pour utiliser
(voir p.1, No. 7) une alimentation ATX a
20 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.
Connecteur d’alimentation . s Cette carte mére est dotée d’'un
ATX 12V OD'E‘O connecteur d’alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) oo 12 V a 8 broches. Pour utiliser une
4 1

(voir p.1, No. 1)

alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Embase d’intrusion
chéssis

(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 6)

GND E 1
Signal m

Cette carte mere prend en charge
la fonction de détection CHASSIS
OUVERT qui alerte I'utilisateur en
cas de retrait du boitier du chassis.
Cette fonction requiert un chéssis
a conception intégrant la détection

d’intrusion.
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1 Introduzione

Congratulazioniii per l'acquisto della scheda madre X300-ITX / X300-ITX/COM. In

questo manuale, i capitoli 1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di
installazione passo passo.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto

di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre X300-ITX / X300-ITX/COM (Form factor Deep mini-ITX)
+ Guida rapida di installazione X300-ITX / X300-ITX/COM

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavidi SATA (opzionali)

+ 1xvite per M.2 Socket (M2 x 2) (opzionali)

+ 1 x vite per modulo WiFi (M2 x 2) (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Form factor Deep mini-ITX

Design condensatore solido

Supporta processori desktop socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000,
3000, 4000 G, 5000 e 5000 G*

Supporto di CPU fino a 65W

Potenza a 6 fasi

AMD X300

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Le APU serie AMD Ryzen (Cezanne) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
Le CPU serie AMD Ryzen (Vermeer) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
Le APU serie AMD Ryzen (Renoir) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

* Per le APU serie Ryzen (Cezanne, Renoir e Picasso), ¢ supportata
solo la memoria ECC senza CPU PRO.
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Alloggio
d’espansione

Grafica

* Fare riferimento a pagina 18 per il supporto della frequenza massima
DDR4 DIMM.

+ Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

+ Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)

+ 1xalloggio PCle Gen3x16 (modalita x16)*

APU serie AMD Ryzen (Cezanne e Renoir)

+ 1xalloggio PCle Gen3x16 (modalita x16)*

APU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

+ 1xalloggio PCle Gen3x16 (modalita x8)*

CPU serie AMD Athlon

+ 1xalloggio PCle Gen3x16 (modalita x4)*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

+ 1x Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

« Grafica AMD Radeon" serie Vega integrata nelle APU serie Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima
supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
+ Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DisplayPort 1.2 e HDMI
+ Supporto di tre monitor
+ Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096 x
2160) a 60 Hz
+ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
+ Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2304) a 60 Hz
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI
(& necessario un monitor compatibile HDMI)
+ Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2
« Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI e
DisplayPort 1.2
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Audio .

LAN .

Pannello I/0 .
frontale .

1/0 pannello .
posteriore .

Archiviazione -

Codec audio Realtek ALC897
Supporta protezione da sovratensione
1 x connettore cuffie/auricolare

1 x connettore uscita linea

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore cuffie/auricolare

2 x Porte USB 3.2 Genl1 di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x Porte USB 3.2 Genl di Type-C (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x Porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche

(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x Porte USB 3.2 Genl di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche
(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

1 x connettore uscita linea

2 x SATA3 6,0 Gb/s con connettori di alimentazione, supporto di
RAID (RAID 0 e RAID 1), NCQ, AHCI ¢ hot plug

1 x presa Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo PCI Express tipo
2280 M.2 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con serie
Athlon 2xxGE)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

Connettore .

1 x collettore porta COM (opzionale per il modello X300-ITX/
COM)
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+ 1 x connettore intrusione telaio

+ 1x connettore ventola CPU
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).

1 x connettore ventola telaio (4-pin)
* 11 connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza
massimadilA (12 W).

+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin

+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

+ 1x connettore pannello frontale

+ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche)

Funzionalita + AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
BIOS + Supporta “Plug and Play”

- Eventi di riattivazione conformia ACPI 5.1

+ Supporta jumperfree

+ Supporto di SMBIOS 2.3

+ Regolazione tensione DRAM

Hardware « Sensore temperatura CPU/chassis
Monitor « Tachimetro ventola CPU/telaio
+ Ventola silenziosa CPU/telaio (regolazione automatica velocita in
base alla temperatura della CPU)
+ Controllo multivelocita della ventola di CPU/chassis
- Rilevamento CASE OPEN
+ Monitoraggio tensione: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione

A delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio
e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS ) CMOS

(CLRCMOSI) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 13)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione
di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del

Collegare il tasto d'alimentazione,

HDLED+ PLED+
sistema HDLED- PLED- il tasto di ripristino e l'indicatore di
(PANELI a 9 pin) GND PWRBTN#  stato del sistema del telaio a questa
RESET# GND
(vedere pag. 1, n. 10) GND basetta in base all'assegnazione dei

pin definita di seguito. Annotare
i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

PWRBIN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riayvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢é acceso
quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato
di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando
é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale
consiste principal di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED attivita
del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a
questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore Serial ATA3 SATA3_2 SATA3_1 Questi due connettori SATA3
(SATA3_1: [——l [——1 supportano i cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 9) per dispositivi di archiviazione
(SATA3_2: interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 13) trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
Connettore USB 2.0 1 Su questa scheda madre c& un
(USB_5_6 a9 pin) USB’PV\S SB’PWR connettore. Questo connettore
(vedere pag. 1, n. 8) G:; ;’;D USB 2.0 puo supportare due porte.
DUMMY

Connettore della ventola
dello chassis
(CHA_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Collegare il cavo della ventola
al connettore della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di

terra.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENITU NI

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)
(solo per X300-ITX/
COM)

RRI#1
CCTS#1
RRTS#1
DDSR#1

GND
DDTR#1
TTXD#1
RRXD#1
DDCD#1

OO0

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.
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Connettore di 1 12

alimentazione ATX

Questa scheda madre ¢ dotata di

un connettore di alimentazione

(ATXPWRI a 24 pin) 13 24 ATX a 24 pin. Per utilizzare
(vedere pag. 1,n.7) un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.
Connettore di Questa scheda madre ¢ dotata di
8 5
alimentazione ATX da SRR un connettore di alimentazione
12V RN ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Header di intrusione nello

GND :I1
chassis Signal g

(CI1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base X300-ITX / X300-ITX/COM. En esta documentacion, los
capitulos 1y 2 contienen la introduccion de la placa base y las guias de instalacion paso a

paso.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

1.1 Contenido del paquete

« Placa base X300-ITX / X300-ITX/COM (Factor de forma Deep mini-ITX)
+ Guia de instalacion réapida de X300-ITX / X300-ITX/COM

+ 1xescudo panel E/S

« 2x cables de SATA (Opcional)

+ 1x Tornillo para zécalo M.2 (M2*2) (opcional)

+ 1x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Factor de forma Deep mini-ITX

Diseno de condensador solido

Admite los procesadores de escritorio AM4 Ryzen' serie 2000,
3000, 4000 G, 5000 y serie 5000 G con z6écalo AMD

Admite CPU de hasta 65 W.

Disefio de 6 fases de alimentacién

AMD X300

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Las APU de la serie AMD (Cezanne) admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las CPU de la serie AMD (Vermeer) admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las APU de la serie AMD (Renoir) admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las APU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *

* Para APU de la serie Ryzen (Cezanne, Renoir y Picasso), ECC
solamente se admite con CPU PRO.
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Ranura de
expansion

Graficos

* Consulte la pagina 18 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 DIMM.

+ Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB

+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)

. 1 x Ranura PCIe Gen3x16 (modo x16)*

APU de la serie AMD Ryzen (Cezanne, Renoir)

. 1 x Ranura PCIe Gen3x16 (modo x16)*

APU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

« 1 x Ranura PCIe Gen3x16 (modo x8)*

CPU de la serie AMD Athlon

« 1 x Ranura PCle Gen3x16 (modo x4)*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
+ 1xZbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT

« Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segun la CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria maxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
« Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1.2 y HDMI
+ Compatible con tres monitores
+ Admite la tecnologia HDMI con una resolucién méxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60 Hz
+ Admite D-Sub con una resoluciéon méxima de 1920x1200 a 60 Hz
+ Compatible con DisplayPort 1.2 con una resoluciéon méaxima de 4K
x 2K (4096x2304) a 60 Hz
+ Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
+ Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
+ Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos HDMI y
DisplayPort 1.2
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

Conector
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+ Codec de audio Realtek ALC897
+ Admite proteccion contra sobretensiones
+ 1x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

« 1x Conector de salida de linea

+ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE

+ 1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

+ 2 x puertos USB 3.2 Genl de tipo A (compatible con proteccion
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

+ 1x puertos USB 3.2 Genl de tipo C (compatible con proteccién
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

+ 2 x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad

estatica (proteccion Full Spike))

+ 1 xPuerto D-Sub

« 1x Puerto HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

« 2 x Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (compatible con proteccion
contra electricidad estatica (proteccion Full Spike))

+ 2 x Puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad
estatica (proteccion Full Spike))

+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

+ 1 x Conector de salida de linea

+ 2xSATA3 6,0 Gb/s con conectores de alimentacion, compatibles
con RAID (RAID 0y RAID 1), NCQ, AHCI y Conexién en caliente

« 1 x Zobcalo Ultra M.2 (M2_1), admite modulo PCI Express de tipo
2280 M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con la serie
Athlon 2xxGE)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

+ 1x Base de conexiones de puerto COM (opcional para el modelo
X300-ITX/COM)
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Funcion dela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificaciones

1 x Base de conexiones para manipulacién del chasis

1 x Conector para ventilador de CPU

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU

con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

1 x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)

* El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del chasis

con una potencia de ventilador maxima de 1 A (12 W).

1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos

1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

1 x Base de conexiones en el panel frontal

1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)

(admite proteccion contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
Compatible con “Plug and Play”

Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

Compatible con Jumper FREE

Admite SMBIOS 2.3

Ajuste del voltaje DRAM

Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis

Tacometro del ventilador de la CPU/Chasis

CPU/Chasis Ventilador silencioso (Ajuste automatico de velocidad
del ventilador del chasis por temperatura de la CPU)

Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 'V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

Microsoft® Windows® 10 64 bits
FCCyCE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su

propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los
posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS P de2 Abierto: Predeterminado
t tact

(CLRCMOS1) uente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 13)

CLRCMOS] le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacién, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS]1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusién anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dariard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del ! Conecte el boton de alimentacion,
HDLED+ PLED+
HDLED- PLED- el boton de restablecimiento y el

(PANELI1 de 9 contactos) GND PWRBTN# jndicador de estado del sistema
RESET# GND

(consulte la pag.1, N.° 10) GND que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cerciérese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la que
su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de alimentacién, boton de restablecimiento, indicador LED de
alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su modulo
del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los

contactos coinciden correctamente.
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Conector Serie ATA3

SATA3 2 SATA3 1

Estos dos conectores SATA3

(SATA3_I: [——] admiten cables de datos

consulte la pag.1, n° 9) SATA para dispositivos de

(SATA3_2: almacenamiento internos con una

consulte la pag.1, n° 13) tasa de transferencia de datos de

hasta 6,0 Gb/s.

Cabezal USB 2.0 1 Esta placa base tiene otra base

(USB_5_6 de 9 contactos) USB’PVY,F_{ fB’PWR de conexiones. Cada base de

(consulte la pag. 1, n° 8) P P conexiones USB 2.0 admite dos
o oumy puertos.

Conector del ventilador
del chasis

(CHA_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Conecte el cable del ventilador
al conector del ventilador y haga
coincidir el cable negro con el pin

de conexidn a tierra.

Conectores del ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

GND

+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NI NI

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.o 1)
(solo para X300-I1TX/
COM)

Este cabezal COM1 admite un

mddulo de puerto serie.
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Conector de alimentaciéon
ATX

Esta placa base contiene un

conector de alimentacion ATX

(ATXPWRI de 13 — 24 de 24 contactos. Para utilizar
24 contactos) una toma de alimentaciéon ATX
(consulte la pag. 1, n° 7) de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion . s Esta placa base contiene un
ATX de 12V OD'E‘O conector de alimentaciéon ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) oo 12 Vy 8 contactos. Para utilizar

4 1

(consulte la pag. 1,n° 1)

una toma de alimentaciéon ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de

que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion

PCle a este conector.

Cabezal de intrusion de
chasis

(CI1 de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

GND E 1
Signal m

Esta placa base es compatible

con la funcién de deteccién de
CUBIERTA ABIERTA que detecta
si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcion requiere un
chasis disenado para la deteccién

de intrusion del chasis.
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1 BBepeHune

Brarogapum Bac 3a ipuo6peTene cucreMHolt marel X300-1TX / X300-ITX/COM.
Paspiesnibl 1 1 2 HACTOAIIErO JOKYMEHTA COfePyKaT O0IIMe CBeIeHNs O CUCTEeMHOI! IIaTe
TIONIaTOBbIe MHCTPYKIIMY 110 YCTaHOBKE.

BIOS codepscumoe Hacmoaugeil 00KyMeHmMayuu moxem Ovimv U3MeHeHO 6e3 npedsapumenvHozo

Q o npuuure 06HO8NIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCNEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00ecnedeHUs
YBEOOMIIEHUL.

1.1 KomnnekT nocTtaBKku

+ Marepunckas mara X300-ITX / X300-ITX/COM (®opm-dakrop Deep mini-ITX)
+ Kpatkoe pykosopcTBo 1o ycranoske X300-ITX / X300-ITX/COM

+ 1 5KpaH NaHe/y ¢ MOPTaMy BBOJIa-BBIBOJIA

« 2 x Kab6enu SATA (omuus)

+ 1 BuHT A1 pasbema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTrcs OT/e/NIbHO)

+ 1 BunT A mopyst WiFi (M2*2) (mprobperaeTcst OTHeNbHO)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Dopm-dakrop Deep mini-ITX

Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

TonpepkuBaiorcs mponeccopst AMD cepun Ryzen'™ 2000, 3000,
4000 G, 5000 1 5000 G mox, coker AM4
IMoppep>xusarorcs LTI momHOCTBIO 10 65 BT.

CucreMa nurtanus 6
AMD X300

JIByxKkaHanbHas namMAaTb DDR4

4 x rnesga DDR4 DIMM

APU AMD cepun Ryzen (Cezanne) mopifiep)XnBaioT MOAY/IN
mamaT DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
Hebyepu3oBaHHOI maMATIY

ITpoueccopsr AMD ceprn Ryzen (Vermeer) mopgep>xuBaroT
monymu mamaTu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC u 6e3
ECC, ne6ydepnsoBanHoI mamsaTn*

ITpoueccopst AMD cepuu Ryzen (Matisse) moamep>KiuBaoT
Moy mamaTu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC u 6e3
ECC, ne6ydepnsoBanHoI mamsaTmn*

APU AMD cepun Ryzen (Renoir) mogaep>KuBarT MOAY/IN
mamaT DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC u 6e3 ECC,
Hebyepn3oBaHHOI maMATIY

ITpoueccopsr AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge) mopgepxuBator
monymu mamaTu DDR4 2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
Hebyepn3oBaHHOI maMATIY

APU AMD cepun Ryzen (Picasso) mopgep>KiuBaroT MOy
mamaT DDR4 2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,
Hebyepn3oBaHHOI maMATIY

ITpoueccopsr AMD ceprn Ryzen (Raven Ridge) nogmep>xuBaroT
monymu mamaTu DDR4 2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC,

Hebyepn3oBaHHOI maMATIY

* [Inst rubpuAHBIX poreccopos cepun Ryzen (Cezanne, Renoir

n Picasso) mogynp mamsaty ECC moppiep)knBaeTcst TOIbKO

nponeccopamu PRO.
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Cnotbl
pacwmpeHus

Fpadpunueckas
nopgcncrema

* MakcumasnbHble Tofjiep>kuBaeMple 4acToTbl DDR4 DIMM cm Ha
crp. 18.
« Maxkcumanbubiii 06vem O3Y: 128 I'b

« ITosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTBI c71oToB DIMM

IIIT cepunn AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)
+ PCle Gen3x16 Slot (x16 pexxum)* - 1 1uT.
Tu6pupasre nponeccopsr cepun AMD Ryzen (Cezanne, Renoir)
+ PCle Gen3x16 Slot (x16 pexxum)* - 1 1uT.
APU cepun AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ PCle Gen3x16 Slot (x8 pexxum)* - 1 1.
IIIT cepunn AMD Athlon
+ PCle Gen3x16 Slot (x4 pexxum)* - 1 1.
* ITonep>KMBalOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIX SSD-pucky Tnuna NVMe

+ 1 cmor M.2 (xirou E) gyt mopynst WiFi/BT tuma 2230

« Bcrpoennbiit Bupieoazarep AMD Radeon™ cepun Vega B
npoueccopax APU cepun Ryzen*
* QaxTIyeckas MOjiiepKKa 3aBMCUT OT IIPOLieccopa
« DirectX 12, nukce/nbHble 1eiinepsr 5.0
+ O6umit 06bem mamsTyt 1o ymodanmo 2 I'B. TlongepsxuBaercs
MaKCUMaJIbHbII 061uit o6bem mamsaru go 16 I'b.
* JInst MakcuManbHOro obuiero obbema mamsaTu 16 I'b rpebyercs
YCTaHOBUTD CUCTEMHYIO ITaMATb eMKOCTbi0 32 I'b.
+ Tpu Bugeossixona: D-Sub, DisplayPort 1.2 u HDMI
+ Tlonpmep>xka pabOTBI C TPeMsI MOHUTOPAMU
« Ilopnepxka HDMI ¢ MakcumanbHbIM paspenieHneM 10 4K x 2K
(4096x2160) npu yacrore o6HOBIeHNs 60 [Ty
+ TonpepxuBaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHeM 0
1920x1200 ripu 60 Iy
+ Tonpepxusaercs DisplayPort 1.2 ¢ MakcuMa/IbHBIM paspelieHyeM
1o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 g
+ Tlompepxusatorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopr HDMI
(tpebyercs coorsercTByomit HDMI-mMouuTop)
« Ioppepxusaerca Gynxunsa HDCP yepes noprer HDMI u
DisplayPort 1.2
« Iloppeprxka BoiBoga Bujeo ¢ pasperuennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noprsl HDMI u DisplayPort 1.2
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3ByK

LAN

MopTbl BBOAA-
BbiBOZa Ha
nepepHen
naHenun

ToinoBble
nopTbl BBOga-
BblBOAA

3anomuHatlo-

wue
yCTponcTBa

Pasbembl

Aynnoxopek Realtek ALC897
3amuTa OT IepenajjoB HAIIPsDKEHNs B 97IEKTPUYECKOIT ceTn
1 rHe3/10 [/IsL HAyIIHNKOB VI TAPHUTYPbI

JInHeitHbIIT BHIXO/JHON pasbeM — 1 1mIT.

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wut/c

Realtek RTL8111H

IMoppepxuBaeTcst mpobysxpeHme 1o JIBC

MornHnesalyTa 1 3alUTa OT 3/IEKTPOCTATIIECKIX PaspATOB
IMoppepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
[Moppepxubaerca PXE

1 THe3/10 A/Is HAYIIHNKOB VIV TAPHUTYPbI

2 x ITopt USB 3.2 Genl tun A (¢ 3ammToit ot
anekTpocrarndeckoro Hanpsokerns (Full Spike Protection))
1 x ITopt USB 3.2 Genl! tumn C (¢ 3awuroit ot
anektpocrarndeckoro Hanpsokenus (Full Spike Protection))
2 x ITopt USB 2.0 (¢ 3amuToii OT 371€KTPOCTATUYECKOTO
nanpsokenust (Full Spike Protection))

1 x mopt D-Sub

1 x mopr HDMI

1 x mopr DisplayPort 1.2

2 x mopt USB 3.2 Genl tvn A (c 3aI[UTO¥ OT 37I€KTPOCTATIYECKOTO
nanpsokenust (Full Spike Protection))

2 x mopt USB 2.0 (c 3a1uTOoit OT 37IeKTPOCTATIIECKOTO
Hanpspkennst (Full Spike Protection))

1 x mopt JIBC RJ-45 ¢ napuxaropamu (AxtiuBHOCTH/CoeiHeH e
n CKOpOCTb)

JInHeiiHbIi BHIXO/JHON pasbeM — 1 1mIT.

SATA3 6,0 T'6uTt/c ¢ pagbemaMy TUTaHNA — 2IIT.; OAIEPIKKA
RAID (RAID 0 u RAID 1), NCQ, AHCI u «ropsgero
TIOIK/TIOYEHUS»

Pazpem Ultra M.2 (M2_1) - 1 1uT.; mopaepKa Mogyss tuma 2280
M.2 PCI Express 5o Gen3 x4 (32 I'6ur/c) wmn Gen3 x2 (16 I'6ut/c)
(c cepueit Athlon 2xxGE)*

* Ilopmep>XuBaloTCsA B KaueCTBe 3arpy30uHbix SSD-aucku Tuna NVMe

» Konogxa COM-nopra (momonHuTensHo ast Mogemt X300-1TX/

COM) - 1 wir.
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1 X Ko/ofKa JIsl JaT4YMKa BCKPBITHA KOpIyca

« Pasvem 14 Bentunaropa LIT - 1 mr.
* PaszbeM IpoI[eCCOPHOTO BEHTUIATOPA TIOAAEP>KNBAET BEHTU/IATOP C
moTpebnsaembiM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).

1 pasbeM A/Ig KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA (4-KOHTAKTHBII)
* Pa3'1)eM KOPHYCHOI‘O BeHT]/I]Tf[TOpa HO]:[JIeP)KI/IBaeT BeHTI/HIS[TOp C
norpebnseMbIM TOKOM He 6ortee 1 A (12 Br).

« 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbBII

« 1 pasbem nutanud 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

1 KoJI0fKa [/1s1 IOPTOB Ha IepeHelt TaHeIn

+ 1 xonopxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot

SJIEKTPOCTATUIECKUX pa3pﬂn03)

MapameTpbl « AMI UEFI Legal BIOS ¢ nogaepsxkoii rpacdudeckoro nurepgeiica
BIOS « Iloppepxka TexHonornu «Plug and Play»
+ CoBMeCTMMOCTS C yIIpaB/ieHyeM sHepronorpebnernem mo ACPI
5.1
« Tlonmepxka dynkuun JumperFree
« Ilopnepxusaerca SMBIOS 2.3
« Perynuposka Hanpsskenna DRAM

KonTtponb + Jlarunxk remneparypsi LI1/kopmyca
o6opyaoBa- + TaxomeTp BEeHTUIATOPA OX/TAXKEHMs IIPOLleCCOpa/KOpITyca
HUA + bBeciryMHbI/I BEHTUIATOP OX/IaXK/EHNUA IPOoIleccopa/Koprryca

(c aBTOMATHMYECKOIT PETy/TMPOBKOI CKOPOCTH BPAILiEHN B
3aBMCHMOCTH OT TeMIIePaTypbl HarpeBa Imporeccopa)

+ Vmpasnenne o6oporamu BentuaaTopa II1/kopmyca

+ JlaT4uK BCKpBITHA KOpITyca

+ Kontponb Hanpspxenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 111

OnepauyumoH- - Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psigHast)
Hble cucTeMbl

CepTtuduka- - FCC,CE
uma « Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K TMTaHKS,

cooTBeTcTBYyOmMit cranfapry ErP/EuP)

mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHCmpymennos paseona He3asucumblx
npou3sooumerseti, Conpsiier ¢ onpedeneHHviM puckom. Pazzon npoueccopa mosxem cHu3umo
CMABUNLHOCMb CUCIEMbL UM 0dJice NPUBECIU K NOBPEINCOCHUIO ee KOMNOHEHMO0B U YCMPOLice.
Paszon npoueccopa ocyusecmensemcs nonv3o8amenem Ha cOOCMEEH DL PUCK U 3@ COOCMBeHHbLIL
cuem. Mol He HeceMm 0MBemcineeHHOCb 34 603MONCHbLIL Yu4epO, BbI36aHHbIL PA32OHOM NPOLECCOPA.

t Credyem yuumviéamo, 4mo paszoH npoyeccopa, 6Ka104as usmerenue Hacmpoek BIOS, npumenenue
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa II€pEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepeMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W

Short Open

ITepembruka cOpoca 3amkuyTa: COpOC HACTPOEK

Hacrpoek CMOS CMOS

(CLRCMOS1) 2 KOHTaKTHAA PasomknyTa: [To ymonmyanuio
nepeMbIuKa

(em. cTp. 1, Ne 13)

CLRCMOSI ucnonbsyerca i yganenus ganapix CMOS. B namaru CMOS copepskarcsa
TaKue JaHHbIe O HACTPOJIKE CHCTEMbI, KaK CUCTEMHBDIII ITapOIb, JaTa, BpeMs I TapaMeTpbl
HACTPOMKN cUCTeMBL. YTO6BI COPOCUTD M OOHYINTD HapaMeTPhI CUCTEMbI Ha HACTPOIKI
10 YMO/TYaHUIO, BBIK/TIOUNTE KOMIbBIOTED 1 U3BJIEKUTE BUIKY M3 PO3ETKH, a 3aTeM
KOJIITAYKOBOI1 ITepeMbIuKoil 3aMKHMTe KOHTaKTbl Ha CLRCMOSI Ha 3 ceKyHIbL.

ITocre copoca HacTpoek CMOS He 3a6yjbTe CHATD KOJIIIAYKOBYIO IlepeMbIuKy. [1pn
HeobxozuMocTy copocuts Hactpoliku CMOS cpasy nocie o6xosienust BIOS cnavarna
nepesarpysute CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUNTe KOMIIBIOTep Tepeli cCOPOCOM HaCTpoeK
CMOS.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedeneHuio 6cKpuimuio kopnyca. Ymo6ot
06HyIUMb 3anUCh NPedblOyULe20 0npedesieHUs 6CKPLLMUSL KOPRYCa, UCNOb3Yilme napamemp
Clear Status (O6Hynumv cocmosinue) BIOS.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCnOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON

njare

A

Pacnonoxcenvie Ha cucmemoti naame konooku u pasvemvl HE senaomcs nepemviuxamu. HE
yumauusnusuﬂme Ha amu KO/ZO()KM u p{lS'bEMbl nepembmku—xonnamcw Yemanoska HEPEMbl‘teK*
KONNA4K06 HA dMu KONOOKU U PA3beMbl MOKeN 8bl36anb HeyCMPaHUmoe nospesicoeHue

CUCEeMHOLL niamol.

Konopgka cucremHoin

1 TTOAK/IIOYNTE PACIIONOXKEHHBIE

HDLED+ PLED+
IaHenm HDLED- PLED- Ha KOpI1yCe KHOIKY MUTaHNA,
(9-xonTakTHas, PANELI) GND PWRBTN# KoMKy TIepe3arpysku u

RESET# GND
(em. cTp. 1, Ne 10) GND MHANKATOP COCTOAHMA CHCTEMbI

K 9TOI KOOJJKE B COOTBETCTBUI
C Ha3HavYeHNeM KOHTAKTOB,
npuBefeHHbIM HIKe. [lepen
TIOAK/II0OUEHEM Kabeneit
OITIpefie/IiTe TONIOKUTETbHBIN 1

OTpMHaTEHBHbIﬁ KOHTAKThI.

PWRBTN (kHnonka numanus):
IlooknioueHue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. ModxHo
HACMPOUMb CHOCOO BLIKIIOHEHUS CUCHEMbL NPU HANCAMUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

IlooknioueHue KHonKu c6poca, pacnosioxieHHotl Ha nepedHeil nanenu kopnyca. Haxcmume
KHONKY cOpoca, 4mobbl nepesanycmumy KOMnolomep, ecaiu OH 3a8UC U HOPMATILHBLLL Nepe3anycxk
HeB03MOdHEH.

PLED (c6emo0u00Hblii uHOUKAMop numaHus CUuchemvt):

ook ntouenue UHOUKAMOPA COCIOSHUS, PACTIOTONCEHHO20 HA NepedHeil nanenu Kopnycad.
Ceemoduodnvlil uHOuUKamop 2opum, ko20a cucmema pa6omaem. Kozda cucmema Haxodumcs 6
pedxcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pesxcume 0xu0aHus
84 unu svikntouena (S5), c8emoduod He 2opum.

HDLED (céemo0uodnviii unouxkamop pabomuot jecmozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emoduo0H020 UHOUKATMOPA PAGOMbL JHeCmKO020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepedneii nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCMKUil OUCK BbINONIHSEM.
CHUMbLBAHUE UL 3aNUCH OAHHDIX.

Tlepednss nanenv mosxiem Gvimv pasHoti Ha pasHbix kopnycax. Ha nepedueii nanenu pacnonosicenol
KHOnKAa numaxus, KHOnKa nepe3anycxa, ui—t@uxamop numadus, uﬁbukamop paﬁombt Hecmkoz2o
oucka, Ounamux u m.0. IIpu nodxknoueHuu nepedHeti namenu k IMoti K0100ke noOK0HAaime
npasubu K coomeemcmeyouium KOHmMaxmam.



Pazpem Serial ATA3 SATA3 2 SATA3 1 Otu aBa pasbema SATA3
(SATA3_1: TIpeHA3HAYeHBbI /1A
.
cM. cTp. 1, Ne 9) nopkoueHns kabeneit SATA
(SATA3_2: BHYTPEHHMX 3aTIOMMHAOIINX
oM. cTp. 1, Ne 13) YCTPOJCTB /1A TIepefjady JAHHbIX
€O CKOpOCThIO 10 6,0 ['6uT/C.
Konogka USB 2.0 1 Ha maTepuHCKoIt I1aTe MMeeTcs
USB_PWR USB_PWR
(9-xonrakrtHas, USB_5_6) . b offHa Kooika. Ita konogka USB
(cm. cTp. 1, Ne 8) P+ P 2.0 MOXeT HOffiePXKUBATD Ba
GND GND
DUMMY IopTra.
Pasbem BeHTHIATOPA 1 GND [TpenHasHaueH /1A HOAKIIOYEHMA
2 +12V
KopIyca : CHA_FAN SPEED Kabesis pasbeMa BEHTU/ISATOpaA I
(4-xonrakra, CHA_FAN1) 4 FAN_SPEED_CONTROL  [OfIK/TFOU€HMSI YEPHOTO IIPOBOJIA K
(em. cTp. 1, Ne 11) 3a3eMJIEHUIO.
Pa3beMbl BEHTU/IATOPOB 1 oD OTa MaTepUHCKasl IVIaTa CHab>KeHa
LII1 2 F12v 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM Ji/is
3 CPU_FAN_SPEED
(4-xonrakra, CPU_FANI1) 4 FAN_SPEED_CONTROL

(em. cTp. 1, Ne 3)

MaJIOIIyMsALIeTO BEeHTU/IATOPa
LII. Ecrut BbI cobupaerech
TOJK/TIOUUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTW/IATOP OX/TXKJIeHUsA
IIPOLeCcCOpa, MOK/II0YANTe ero K

KOHTaKTam 1-3.

Komnogka
[IOCTIeI0BATEIBHOrO [OPTA
(9-xonTakTHass, COM1)
(em. cp. 1, Ne 1)

(ToMBKO ISt MOTENT
X300-ITX/COM)

Konongxa COM1 nopnepxusaer
TIOIK/TIOYeHIe MOTY/IS

II0CIeN0BaTEIbHOIO IOPTA.

X300-ITX / X300-ITX/COM
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Pazpem mutanus ATX
(24-xonTtakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 7)

Ora MaTepUHCKas I1aTa
OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasvemoM muranust ATX. YTo6bt
UCNO0/1b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muranusa ATX,
TIOK/TIOYNTE €TO BIIOTb

KOHTaKTa 1 1 KoHTakTa 13.

Paszbem nuranms ATX 12 B
(8-xonrakToB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

L0
OO0

9Ta MaTepMHCKasi I1aTa CHabxeHa
8-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM NMUTaHMA
ATX 12 B. Yto6bI KCIIONB30BATH
4-KOHTaKTHBII pagbeM NUTaHusA
ATX, OgK/IIOYUTE €r0 BO/b
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoegurech, 410
TOAK/TIOYEHHBIN Kabenb MUTaHuA
npengnasHaved mia LTI, a He s
Buaeokaprel. He mogkmiouarite
kxabenp nuranus PCle x atomy

paspemy.

Konozka jyis jarumka
BCKPBITH KOpITyca
(2-xonTakTHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 6)

GND 1

Signal m

OTa MaTepMHCKas MIaTa
TIOI/IePKMBAET TEXHOMOTIIO
ompefieNeHNs BCKPBITUA KOPITyca
TI0 CHATHIO BePXHell 9acTn
Kopmyca. JI7 3ToJ TeXHONMOTUn
He0oOXO/MM KOpITyc ¢ QyHKIfues

OIIpeNieIEHN S BCKPBITHA.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa méae X300-ITX / X300-ITX/COM. Nesta documentagao,

Capitulo 1 e 2 contém a introdugio da placa-mae e guias de instalacdo passo a passo.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta
documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa Mae X300-ITX / X300-ITX/COM (Fator de forma mini-ITX profundo)
Guia de Instalagio Rapida da X300-ITX / X300-ITX/COM

1 x Painel de E/S

2 x Cabos de SATA (Opcional)

1 x Parafuso para Soquete M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Parafuso para Médulo WiFi (M2*2) (Opcional)

77



78

1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Fator de forma mini-ITX profundo

Design de condensador sdlido

Suporta Desktop processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série
2000, 3000, 4000 G, 5000 e 5000 G

Suporta CPU até 65W

Design com 6 fases de alimentagao

AMD X300

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

APU série AMD (Cezanne) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memoria un-
buffered*

CPU série AMD (Vermeer) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memoria un-
buffered*

CPU série AMD (Matisse) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memoria un-
buffered*

APU série AMD (Renoir) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & ndo-ECC, memoria un-
buffered*

CPU série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memdria un-buffered*
APU série AMD (Picasso) suporta DDR4 2933/2667/2400/2133
ECC & nao-ECC, memoria un-buffered*

CPU série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria un-buffered*

* Para APU série Ryzen (Cezanne, Renoir e Picasso), ECC s6 é
suportado com CPU PRO.
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Slot de
expansao

Graficos

* Por favor consulte a pagina 18 para suporte de frequéncia méxima
DDR4 DIMM.

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

» Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

CPUs AMD séries Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)
« 1 slot PCIe Gen3x16 (modo x16)*
AMD Ryzen série APU (Cezanne, Renoir)
« 1 slot PCIe Gen3x16 (modo x16)*
APU AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
« 1 slot PCIe Gen3x16 (modo x8)*
CPU AMD Athlon séries
« 1 slot PCIe Gen3x16 (modo x4)*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 1xsoquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT

« AMD Radeon™ Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada méx de 16GB requer 32GB de memdria
de sistema instalado.
+ Trés opgoes de saida de gréficos: D-Sub, DisplayPort 1.2 e HDMI
+ Suporta configuragdo com trés monitores
+ Suporta HDMI com resolugio max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz
+ Suporta D-Sub com resolu¢do maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
+ Suporta DisplayPort 1.2 com resolugdo méx. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz
+ Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessério um
monitor compativel com HDMI)
+ Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2
+ Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2
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Audio

LAN

E/S do painel
frontal

E/S do
painel pos-
terior

Armazena-
mento

Conector

Codec de Audio Realtek ALC897
Suporta Protegdo de Sobretensao
1 x Entrada de Fone de ouvido

1 x adaptador externo da linha

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111H

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada de Fone de ouvido

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protegao ESD (Protegao
Total Contra Picos))

1 x Portas USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protegao ESD (Protegao
Total Contra Picos))

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdo ESD (Protegio Total Contra
Picos))

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protecao ESD (Protecao
Total Contra Picos))

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecdo ESD (Protecao Total Contra
Picos))

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

1 x adaptador externo da linha

2 SATA3 6,0 Gb/s com conectores de Alimentagao, suporte RAID
(RAID 0 e RAID 1), NCQ, AHCI e Hot Plug

1 soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta o médulo PCI Express tipo
2280 M.2 até 4 Gen3 (32 Gb/s) ou 2 Gen3 (16 Gb/s) (com a série
Athlon 2xxGE)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializacao

+ 1 Suporte porta COM (Opcional para o modelo X300-ITX/COM)
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Funcoes da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

1 x Gabinete de Alimentac¢do de Intrusio

1 x Conector ventoinha CPU

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)

* O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do chassi

de poténcia do ventilador méaxima de 1A (12W).

1 x Conector alimentagiao ATX 24-pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Cabegote do Painel Frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Ajuste de Tensio DRAM

Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

TacOmetro da Ventoinha da CPU/Gabinete

Ventoinha silenciosa da CPU/Gabinete (Auto ajusta velocidade da
ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)

Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de ferramentas de

overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar

danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.

Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se néo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS - Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) @@ Abrir: Padrao

(ver p.1, N.° 13) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragio do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do sistema
na configuragio padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS1 durante 3 segundos. Por favor,
ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, deverd primeiro iniciar

o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



X300-ITX / X300-ITX/COM

1.4 Suportes e conectores onboard

A

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

Ligue o botdo de alimentagao,

HDLED+ PLED+
sistema HDLED- PLED- o botdo de reinicializagdo e o
(PAINELI de 9 pinos) GND PWRBTN#  jndicador do estado do sistema
RESET# GND
(ver p.1,N.° 10) GND no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe
0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reinicializagao
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensio
84 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um modulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de reinicializagdo, um LED de alimentagao,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.
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Conector Serial ATA3

SATA3 2 SATA3 1

Estes dois conectores SATA3

(SATA3_1: | ] suportam cabos de dados
[——1] [——1

ver p.1, N.° 9) SATA para dispositivos de
(SATA3_2: armazenamento interno com uma
ver p.1, N.° 13) taxa de transferéncia de dados de

até 6,0 Gb/s.
Suporte USB 2.0 1 Hé um cabecote nesta placa-mae.
(USB_5_6 de 9 pinos) USB’PVY,F_{ l:fE’PWR Cada suporte USB 2.0 pode ter
(ver p.1, N.° 8) P P duas portas.

GND GND
DUMMY

Conector do ventilador do
chassi

(CHA_FANI de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 11)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Ligue o cabo do ventilador

aos conectores do ventilador e
corresponda o cabo preto com o
pino de ligagao a terra.

Conectores do ventilador
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 3)

1 GND

2 + 12V

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mée inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.2 1)

(s6 para X300-ITX/COM)

Este suporte COM1 recebe um

mddulo da porta serial.
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Conector de alimentagdo 1 12
ATX

Esta placa-mae inclui um

conector de alimentagdo ATX de

(ATXPWRI de 24 pinos) 13 24 24 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.27) de alimentagao ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.
Conector de alimentagao . s Esta placa-maée inclui um conector
de 12V ATX ODEO de alimentagdo de 12V ATX de
(ATX12V1 de 8 pinos) oar 8 pinos. Para utilizar uma fonte
4 1

(ver p.1,N.0 1)

de alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este

conector.

Suporte de intrusdo do
) GND [O]
chassi Signal o]

(CI1 de 2 pinos)
(ver p.1, N.° 6)

Esta placa-maée suporta a fungao
de detecgdo de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa do
chassi foi removida. Esta fun¢ao
requer um chassi com design de

detecgdo de intrusdo.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup plyty gléwnej X300-ITX / X300-ITX/COM. W niniejszej

dokumentacji, rozdzialy 1 i 2 zawieraja wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik
instalacji krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane, zawartos¢
tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gtéwna X300-ITX / X300-ITX/COM (Format Deep mini-ITX)
Skrécona instrukgja instalacji X300-ITX / X300-ITX/COM

1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable SATA (Opcjonalne)

1 x $ruba do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)



X300-ITX / X300-ITX/COM

1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Format Deep mini-ITX

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000,
4000 G, 50001 5000 G

Obstuga CPU do 65 W

Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

AMD X300

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Seria APU AMD Ryzen (Cezanne) z obstuga DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamiec¢
niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Vermeer) z obstuga DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamiec¢
niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamiec¢
niebuforowana*

Seria APU AMD Ryzen (Renoir) z obstugg DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamigc¢
niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
Seria APU AMD Ryzen (Picasso) z obstugg DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstuga DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Dla serii APU Ryzen (Cezanne, Renoir i Picasso), ECC jest
obstugiwana tylko z CPU PRO.
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* Sprawdz strong 18 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 DIMM.
+ Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 128GB

15y poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo Procesor serii AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)

rozszerzenia .

1 x PCIe Gen3 gniazdo x16 (tryb x16)*

Seria APU AMD Ryzen (Cezanne, Renoir)

1 x PCIe Gen3 gniazdo x16 (tryb x16)*

APU serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

1 x PCIe Gen3 gniazdo x16 (tryb x8)*

Procesor serii AMD Athlon

1 x PCIe Gen3 gniazdo x16 (tryb x4)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

Grafika .

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU

serii Ryzen*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Pamie¢ wspoldzielona, domyélnie 2GB. Maksymalnie pamigé

wspoldzielona obstuguje do 16GB.

* Maksymalna pamie¢ wspoldzielona 16GB wymaga zainstalowania

32GB pamigci systemowe;j.
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Opgje trzech wyjé¢ graficznych: D-Sub, DisplayPort 1.2 i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczo$cia do 4K x 2K (4096x2160)
przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor zgodny z
HDMI)

Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI i
DisplayPort 1.2
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Audio

LAN

Przedni panel
Wejscia/
Wyjscia

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Zlacze

Realtek ALC897 Audio Codec
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

1 x gniazdo wyjscia liniowego

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

2 x porty USB 3.2 Genl typu A (obsluga zabezpieczenia ESD
(pelna ochrona przed impulsami))

1 x porty USB 3.2 Genl typu C (obsluga zabezpieczenia ESD
(pelna ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (petna ochrona

przed impulsami))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

2 x porty USB 3.2 Genl1 typu A (obsluga zabezpieczenia ESD
(pelna ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (peina ochrona
przed impulsami))

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x gniazdo wyjécia liniowego

2 x SATA3 6,0 Gb/s ze zfgczami zasilania, obstuga RAID (RAID 0 i
RAID 1), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), obstuga modutu typu 2280 M.2

PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z serig
Athlon 2xxGE)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

1 x zlacze gléwkowe portu COM (Opcjonalne dla modelu X300-
ITX/COM)
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

1 x ztgcze gtowkowe funkeji naruszenia obudowy
1 x ztacze wentylatora CPU

* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x zlacze wentylatora obudowy (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy

maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).

1 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zfgcze zasilania 12 V

1 x zlacze gléwkowe na panelu przednim

1 x zlacza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
Obstuga Plug and Play

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1
Obstuga bezzworkowa

Obstuga SMBIOS 2.3

Regulacja napigcia DRAM

Wykrywanie temperatury procesora/obudowy

Tachometr wentylatora procesora/obudowy

Cichy wentylator procesora/obudowy (automatyczna regulacja
predkosci obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury
CPU)

Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora CPU
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napigcie rdzenia CPU Vcore +12V, +5 'V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
FCC, CE

Gotowos$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig
obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawiett w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywaé na stabilnos¢ systemu lub nawet

powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdze# systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamigci CMOS 5 i " pamieci CMOS
(CLRCMOSI) “pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 13)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domy$lnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdjaé nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunieciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek nad
A tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze gtowkowe na Do tego zlacza glowkowego mozna

HDLED+ PLED+
panelu systemu HDLED- PLED- podtaczaé przycisk zasilania,
(9-pinowe PANELI) GND PWRBTN#  przycisk reset i wskaznik stanu
RESET# GND
(sprawdz s.1, Nr 10) GND systemu na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej. Przed
podiaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfigurowac

Q PWRBTN (Przycisk zasilania):

sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,
aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie uspienia
§1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub wylgczenia
zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i pindw.



Zkacze Serial ATA3 SATA3 2 SATA3 1 Te dwa ztacza SATA3 obstuguja
(SATA3_1: kable danych SATA dla

, i’ —
sprawdz s.1, Nr 9) wewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_2: z szybko$cig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 13) 6,0 Gb/s.
Z¥acza glowkowe USB 2.0 1 Na tej plycie gléwnej znajduje
(9-pinowe USB_5_6) USB’PV\S SB’PWR sie jedno ztgcze glowkowe.
(sprawdz s.1, Nr 8) P P Zacze gtowkowe USB 2.0 moze

GND GND

DUMMY

obstugiwaé dwa porty.

Zacze wentylatora
obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 11)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

Podlacz przewody wentylatora
do zlacza wentylatora i dopasuj

czarny przewdd do styku masy.

ZY3cza wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENJTU NI

Ta plyta gtéwna udostepnia

4-pinowe zlgcze wentylatora

CPU (Cichy wentylator). Jesli

planowane jest podlaczenie

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pindw 1-3.

Ztacze gtowkowe portu
szeregowego

(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 1)
(wylacznie dla X300-ITX/
COM)

RRI#1
CCTS#1
RRTS#1
DDSR#1

GND
DDTR#1
TTXD#1
RRXD#1
DDCD#1

OO0

To ztacze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

X300-ITX / X300-ITX/COM
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je

wzdluz pinu 1 i pinu 13.

Zkacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX

12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je
wzdluz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PClIe.

Zkacze gtéwkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukeja wykrywania

naruszenia obudowy.
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X300-ITX / X300-ITX/COM DIHEEE 7ol =AM 2AIRLICH. 0 2M0IA
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2 mini-ITX & #H

. £2IC BUAH 2X

- AMD AM4 231 Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G, 5000 ¥ 5000 G
AMelX QATE Z2MA
- Z[0f 65W & CPU XI&

- 6O MR M AX
- AMD X300

S X< DDR4 HI22l Jl=

- DDR4 DIMM &% 4 M

. AMD Ryzen Al2l|= APU (Cezanne) = DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & HIECC, HIHIHZ HI22IE
X & etLICt . *

. AMD Ryzen Al2l= CPU (Vermeer) = DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & HIECC, HIHIHZ HI22IE
X & etLICt . *

. AMD Ryzen Al2l= CPU(Matisse) = DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC ¥ HIECC, HIHIHZ HI22IE
X & etLICt . *

. AMD Ryzen Al2l= APU (Renoir) = DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & HIECC, HIHIHZ HI22IE
X & etLICt . *

. AMD Ryzen Al2l= CPU(Pinnacle Ridge) = DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & H| ECC, BIHIH & HI22IE
X & tLICt . *

- AMD Ryzen Al2I= APU(Picasso) & DDR4 2933/2667/2400/2133
ECC % HI ECC, BIHIHE BIZe2lE XIJASLICH.*

. AMD Ryzen Al2l= CPU(Raven Ridge) = DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & H| ECC, BIHIH & W22l
X & etLICt . *

* Ryzen Series APU(Cezanne, Renoir & Picasso) 2| &<, ECC=

PRO CPU Ol M2+ XI & SFLICE.



X300-ITX / X300-ITX/COM

o
o
il

Tef=

i

* DDR4 DIMM ZI0h =1t=~ XA 2 18 HOIXIE E#XZoHEAIRL .
ANAE H2el 20 2 128GB
« DIMM £=X0ll 15u Gold Contact &=

AMD Ryzen Al2l= CPU (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)
1 x PCle Gen3x16 & (x16 2% )*
AMD Ryzen Al2|= APU (Cezanne, Renoir)
1 x PCle Gen3x16 & (x16 2% )*
AMD Ryzen Al2l= APU (Picasso, Raven Ridge)
1 x PCle Gen3x16 % (x8 2% )*
AMD Athlon Al2lZ= CPU
1 x PCle Gen3x16 & (x4 25 )*
* NVMe SSD € 28 ClA3d=2 A& Jtsote= K&
< M2 A3 (E31) 100, EF 2230 WIiFi/BT 2& X2

- Ryzen Series APU 2| S&'& AMD Radeon™ Vega Series 2% »

* AN XES CPU Ol Met OHE = AS

« DirectX 12, Pixel Shader 5.0

- JE2 3R HR22l=E 2GBRLICH = SR H22l= 16GBIHA
X2&LCH.

* X SR HZ2I2 16GBE AtEotei™ 32GB 2| AIAE HIZ2elJt

AXIE0 JAAOF ZLICH.

. Jefl® == 54 M JH @ D-Sub, DisplayPort 1.2 % HOMI

- M 2LH XA

« HOMI XI& ( & EH Ol & & 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz)

- D-Sub XI& (ZTH si&S 1920x1200 @ 60Hz)

- DisplayPort 1.2 Il% (ZICH ol & & 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz)

- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit Rate
Audio)(HOMI ZE X&) X2 (HOMI &8 ZLIH 22)

- HDCP(HDMI & DisplayPort 1.2 ZE X&) X &

- HDMI & DisplayPort 1.2 ZEZ 0| &8t 4K Ultra HD(UHD) 44
K&
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- Realtek ALC897 2CI2 ZH
- NH Es K&

c SIEE/HEA MK

< 1xctelore ™

- PCIE 1l , Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H

« Wake-On-LAN X &

. HOH /ESD ES X

- g 0IHY 802.3az K&

. PXE XI&

< GIEZ/GIEAR M 1Y
« USB 3.2 Genl Type-A ZE 2J1 (ESD 25 X (E ATtol=2

23))

« USB 3.2 Gent Type-C ZE 1JH(ESD E& XI& (2 ALtol2

23))

- USB2.0 ZE 2JH (ESD B3 XN& (£ AII0I13 E3))

- D-Sub ZE 1 {

- HDMI ZE 1 I}

- DisplayPort 1.2 1 JH

. USB 3.2 Genl Type-A ZE 2JH(ESD £& K& (£ A1I0l3

£3))

- USB2.0 ZE 2Jl (ESD B3 XN& (£ ALII0I3 E5))
+ LED &= RJ-45 LAN ZE 1 JH (ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)
< 1 xctelotze X

+ 2xRAID (RAID 0 2 RAID 1), NCQ, AHCI, & 22115 XI&6t=

o< HEEH &= STA3 6.0 Gb/s

x Z| O Gen3 x4(32 Gb/s) 2 Gen3 x2 (16 Gb/s)(Athlon 2xxGE
AEI= &= )% 2280 M.2 PCl AT Y A D5 X EFYQ
SE2t M.2 &3 (M2_1)*

Ju
>
o

+ 1 xCOM ZE &llH (X300-ITX/COM 2¢ S4)
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MAI Z& oG 1K
1 x CPU ® H4YH
» CPU # JHUIE = B M=0| 2T 1A(12W) & CPU
K& ELCH.
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* NAL 8 HUE = B A20] 20 1A(12W) 1 AHAI #
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o 24 ELATX &3 HYH 1M
< BE 12V A HEUE 1K
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o

BIOS JIs - GUI XIZ S MEdt= AMI UEFI et E BIOS
“Eci0 HE Ze01” XA
- ACPI5.1 == 90I3 & O|BIE
dH =Z2| XA
- SMBIOS 2.3 XI &
- DRAM & ¢f £H

StERIO - CPU/ MAI 2% 2K

ZLIH - CPU/ MAI ® EtZ0IH
< CPU/MAI MAS H(CPU 20l 28t MAl ® £ ts =F)
- CPU/ MAl B CtE & =2
- J0lA 28 2

&8 2LIHE - +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS .« Microsoft® Windows® 10 64- HIE
ols - FCC, CE

< ErP/EUP AF2 DS (ErP/EUP AI2 Jts MZZ2EX ZQ)

BIOS £& = £& 3171t Untied Overclocking Technology & & &3t71Lt EFHIC] RIS Z2!
EFE ME0ts 28 Eelole @A E22 0l oL EE9 R0 MHELE 2=
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Short Open

Clear CMOS & H @@ et @ Clear CMOS
(CLRCMOST) m-ﬂ_ CHe ;D123

(1 HIOIXI, 13 % &= 28 &H

X))

CLRCMOS1 £ AHZ0I0d CMOS Ol & & HIOIHE X2 = ASLICH. CMOS Ol
MNEE o= AIAE %’2 M, AIZER AIAE £F Tet0IE2 22 AAE
S FE0 ZEELILH. AIAY DI2t0IEHE XD JIE 8322 ZJ|stotHE
ZFHE N0 MY DEE B2 US M TS ALE6H0 CLRCMOST 2l Elg 3%
S HHADIANNY2 . CMOS E X2 = BEAl BT BE MIASHEAI2 . BIOS
AOO0IEE 228 M= CMOSE XA 32, R4 AIAES 2L = HIOI2A
OO0IES S8 43 CMOS XIRJ| &S ol OF &FLICH.

CMOS & X2 &< 0|2 80| 2XE = ASLICH BIOS SH “Clear Status(&HEH
XRI1)"E ZE5H 0/& 2] MAI & LEH0 LSt JISS XIREAIL .



X300-ITX / X300-ITX/COM

142226l & H4

L
@

A SEE U FHYEH=E BHIF OtLLICH. IH S 22 ol Y EH 0l 4R
OHAI2. BH 21 22 G2 FHE 0] 428 OIH2E0 SREH o2 L4FLICH.

AAETHE Bl HDLED+1 oLEDs MAISl M3 HE, eIl HE,

(9 & PANELT) HDLED- PLED- A AE AE ZEAIS S 0Feli2l

(1 HOIXl, 10 &= CGND PWRBTN# o =gl wet of alc ol

i RESET# GND A ~

Z2x) GND HAZELICEH. AHOoI=2E HZGH|
MOl 4= Bt 2= HE
JISELIC

PWRBTN( && HE ):
MAI &0 IHE S M BIE0 AZELICH 83 HES 0/180 AILEE TI= &E = P8

= ASLICH.

RESET(2I& HE ):
MAl B IHE2 el& HHEMW AZELICH ZFEI BXIot] F&E IHAIXS =2t
e ZR N BHES =2 FFEE MAIFELICH.

PLED( AIAE M@ LED):

MAI B THE 2] M SEf ZAISO HZEILICH AIAE0] &St S M= LEDIF HM
USLICH AIAE0] S1/S3 LHI] & EH0l AS = LED I A= ZHEHLICH AIAE0] S4 LHI|
SEf L= M2 WA (S5) EH QS e LED I WA QUSLICH.

HDLED( 6tE Z2t0|E S& LED):

MAI &S IHE 9] 6t= Eet0/E S& LED Ol AZEILICH. 6t= E2t0I1E0F HI0IEHE &1Lt
M QS M LED It AN ASLICH.

&8 HE CIXRI2 MAIEZ CHE = JYSLICH. 88 HE 282 £2 82 BE, cld
HE, 88 LED, ot= 20|12 S LED, AL S22 PHEI0 ASLICH MAl &8 THE
252 0/ dlCIol 2Z2 0§ 240101 &8t & 280l Z=5 LXIot=X] 2LISLICH.
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Alelg ATA3 FH4H

SATA3 2 SATA3_1

0= & JH2 SATA3 91”'!51i

(SATA3_1: Z 00 6.0 Gb/s GIOIE &z
-._l -._l

1THOIX, 9 &= ! e W

BX) X8 SATA GIOIE HolE

(SATA3_2: X eLICH

1HOIXI, 138 &=

=HX)

USB 2.0 &ilC i 0l BIHE S 0= &Lt

(9 B USB_5_6) USEAIRIQIOMSETIR I O QLS LICH. 0] USB 2.0

(1 HOIX , 8¢ &= p-{O[O} P+ FbE ZE € HE XA &

_ GND: GND

;él_?.(_) DUMMY USLICEH.

MAI B 3 e E ) oo o H0IZ2S T HUAEHO

(4 CHA_FAN1) : E;ﬁ e ETIT HESM 201012

(1 HOIXl, 11 & &= 4 FAN_SPEED_CONTROL %4 K| T Off ARSI AIAI L .

HX)

CPU ™ HUlF . 0l BIHE S 0= 4 B CPU B

(4 = CPU_FAN1) g@;;;ﬂm . (HAS M) HUE I ST E of

(1 HOIX , 3¢ &= 2 FAN_SPEED_CONTROL QI |[} . 3 T CPU M

BX) c12atE A B 1-3 0

SI2BHAAIR

NEER: Eoﬂa 1 T 0l COM1 3l Al2lg ZE

9 EC M1) R ﬁ TES XLASLICH.

(1 HOIXI, 1 ¢ 8t SS%%’;[;%

2x) =

(X300-ITX/COM &) Sheon =1




X300-ITX / X300-ITX/COM

ATX & H4H
(24 & /—\TXPWR1)
(1 HIOIXI, 7¢& &=

’SI)

0l D2 S0l= 248 ATX M€
HUEDF ETHEOf ASLICH.
20 B ATX HEIZ2H

X
ALE5ted® B 110 8 132 [et
HZSHYAIL .

€

ATX 12V d & HUlH
(8 & ATX12V1)

(1 HIOIXI, 18 &=
;‘(I—I)

(=

Ol OIHEE0= 8 & ATX 12V
S ALGEI EHE A
USUICH. 4 B ATX

HASSEXE APooP34€ o

10 E 52 et HBSEAIL.

=) O:'E%' HﬂlOl% I
ol

AOISE 0l AHLUHU ZX
Dt AL .

MAI B ol ti
(2= Ci)

(1 HIOIXI , 6 &=
Z3x)

Ol OHHE == MAI A1t
HAHE Z< 012 ZXotes
HolA~ 8 2K JIss
A2ELItt. ol JIsS
AtEotei® MAl 2

AL HSE MAIE ALZ0lOF
SLICH.
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1 [ ZC®IC

X300-ITX / X300-ITX/COM R F—R— FEBEV EF OV EEELTHICBY HED
TEVET, 20

XEDE 1 BEE 2 BILEI Y —R— ROHBERT v TBOA VA h—)UHA RHE
MENTOET,

SY—IK—RDH#REBIOS Y 7 NI T IdEFTENBEED BB IcD DI =1 TV DAE
WEFELLICEESZBIEDBVET,

11Av7—/®ma

X300-ITX / X300-ITX/COM X H'—R—FK (Deep mini-ITX 7+ —LT772—)
+ X300-ITX / X300-ITX/COM 71 /7’1’/Z b—IVAHAF
< x0T —IVE
« 2XSATAr—7 1L (#73)
- 1xM2VY oy bARLE (M2*2) (F7v3Y)
- 1xWiFi EV2—/VARL M2*2) (#73Y)



X300-ITX / X300-ITX/COM

1.2

WA AN
TH+—L

CPU

Fv Tk

*EY

- Deep mini-ITX 74 —LT7 7752 —
- BRIV T UHERET

- AMD AM4 V4 b Ryzen™ 2000, 3000, 4000 G. 5000 KT

5000 G Y)—X7R7 by 77Ot v —ITHis

+ &K 65W ETD CPU [SHTIE
. 6 WRYT— R

- AMD X300
- Ta7)VF ¥ %)L DDR4 A EHERE

- 4xDDR4 DIMM XA b
- AMD Ryzen >1)—X APU (Cezanne) (&, DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC 5K UFEECCT /Ny T7— R
AEVICHIELET *

- AMD Ryzen >1)—X CPU (Vermeer) &, DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC 5K UFEECCT /Ny T7— R
AEVICHIELET *

- AMD Ryzen >1)—X CPU (Matisse) &, DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC 5K UFEECCT /Ny 77— R
AEVICHIELET *

- AMD Ryzen >1J—X APU (Renoir) I&. DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC 5K UFEECCT /Ny T7— R
AEVICHIELET *

- AMD Ryzen >1)—X CPU (Pinnacle Ridge) &. DDR4

2933/2667/2400/2133 ECC HXUIEECCT >/ \w 77— R AEY
ITRIGLET *

- AMD Ryzen >1)—X APU (Picasso) I&. DDR4

2933/2667/2400/2133 ECC HXUIEECCT >/ \w 77— R AEY
ITRIGLET *

- AMD Ryzen >1)—X CPU (Raven Ridge) &, DDR4

2933/2667/2400/2133 ECC HXUIEECCT >/ \w 77— R AEY
ITRIGLET *

* Ryzen /') —X APU (Cezanne, Renoir & U Picasso) Diza.
ECC (& PRO CPU DT IGLE T,

105



106

HREER O

TS5T1099R

* DDR4 DIMM | KERE Y R— MM DWTIE 18 XR—IZBERL
TLIEEL,

o VATLAEUDRABE: 128GB

« DIMM 28w MZ 150 =)L ROV 25 ~EA

AMD Ryzen >/!J—X CPU (Vermeer, Matisse. Pinnacle Ridge)

- 1xPCle Gen3x16 20w I (x16 E—R)*

AMD Ryzen /!J—X APU (Cezanne, Renoir)

- 1xPCle Gen3x16 20w I (x16 E—R)*

AMD Ryzen /!)J—X APU (Picasso. Raven Ridge)

- 1xPCle Gen3x16 ZOw I (x8 E—K)*

AMD Athlon </!)—X CPU

- 1xPCle Gen3x16 ZOw I (x4 E—R)*
* BT+ X7 E LT NVMe SSD ISHF i

< IxM2 YTy b (F— B2 A7 2230 WiFi/BT €2 —)VITHIS

- AMD Radeon™ Vega /1) —R%J 571w X% Ryzen ¥/1)—X
APU [CHrE *

* BEROYIR—ME CPU ICEOTRAEBTELBVET

« DirectX 12, Pixel Shader 5.0

- HEXEVZT 74V TIE 2GB ISERESN TV E T /AHRE
AEIE 16GB ETHIGLET,

*ERAHBEATUH 16GB DIFEIF32GB DVRTLAEIHNA VR

F—ILENTOEIFNEGEYEE A,

« 3DDT STy AR NF T3> :D-SubDisplayPort 1.2 &
U HDMI

< 3BOEZZ—ITHIG

« HDMI [THS. SRAFRIRE 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ D-Sub [ZXHIG. &RARRRE 1920x1200 @60Hz

- DisplayPort 1.2 7%./ O3 — TR RARURE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

« HDMI R—bTH—=FI YT F4—TH5— (12bpo).
xVYCC BELUHBR (FEY bL—bF—T17) (XIS
(HDMI HISEZZ—HHETY)

- HDMI R— k& DisplayPort 1.2 7R— k¢ HDCP (<X

« HDMI ;R— k& DisplayPort 1.2 /R— +T 4K Ultra HD (UHD)
BAEICTHE



X300-ITX / X300-ITX/COM

F—=T47F

LAN

A=A AT SIS
< 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A R— MEFESINE (ESD) fREICHTIS

170

U7 INZJL 1/0

JARTZ

- Realtek ALC897 A —F 1A T—FTv¥
- H—IREICHS

s IXANYRTFV /INY Ry Ty
c AXTAVHATI v YT

- PCIEx1 FAEw LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

- Wake-On-LAN(Dx A7 4> Z2) IS

- B/ BEXNE (ESD) (REICHS

o IRIVF—IROINA—TF vk 802.3az ZH R—F
« PXEEHYR—F

1XANYRTHV /Ny Ry vy

GEERINAVRGE))

+ 1xUSB3.2Gen1 Type-C R— MEREXKE (ESD) {REIHIS

(RERINAMVRE))

+ 2xUSB 2.0 R—HEEBRME (ESD) REICHINFEER /1Y

*:8))

« 1xD-Sub ;R—h

« 1xHDMI ;R—b

- 1xDisplayPort 1.2

-« 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A ;R— MEFERIE (ESD) 1REICTHIIS

GERRINAV1RGE))

- 2xUSB 2.0 R—hEESRINE (ESD) REICHISGEL R/ A7

=E)

+ LED {34 1 x RJ-45 LAN 7/R— I (ACT/LINK LED & SPEED LED)
c AXTAVHEDI vy

- BROXU2—HB 2xSATA3 6.0 Gb/s.RAID (RAID 0 B&LU

RAID 1) NCQ. AHCI, R b IS 7 TR

< IxUltraM2 V4w bk (M2_1). &K Gen3 x4 (32 Gb/s) E1zl&

Gen3 x2 (16 Gb/s) D% 2280 M.2 PCl Express 22—/ LI
S5 (Athlon 2xxGE /1) —X{F &) *

* L& T+ X7 ELT NVMe SSD (RS

+ 1xCOM R—hAw4H— (X300-ITX/COM ET/IL DA T 3>)
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BIOS ##&E

IN—Foz7
TZR2—

(O

=7z,
[=lwY=)

I D2 e 21 = D2ZaNVE S

« 1xCPUT7>aARIR—

*CPU 77T ZIEFRA 1A (12W) DEAD CPU 77/ ITH G
LEY,

XY=V TFARTRGEY)

* o — TP ARG AEERAK 1A (12W) ODEADT+— T 71

it

SLET,

1x24 E> ATX BRI Z

c Ix8EVI2VERIRIAZ
c Ix 7OV MNRIIAYE—
« 1xUSB2.0\vA—(2 DD USB 2.0 R— MRS EEELTINE

(ESD) {REEITI)

- AMI UEFI Legal BIOS, GUI HiR— MMt
- (TS0 7RT LA 1= R—F

- ACPI5 EMDUTA T v TAN
o v VIN=T)—ZHR=F

.- SMBIOS 2.3 #R—h

- DRAM BEFE

- CPU/ v —ViRELEYT—
« CPU/ V=2 T70BAX=R
« CPU/ v —2 004 Ty 77 ACPUREICED T Y —2 T 7

VREE BERE)

« CPU/ v =770V FREHHE
- F—RXFEARRE
- BEEAR: +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

+ FCC.CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP SHIGEREIGEBHIHETT)

BIOSREDIE 7> 81 Ko —/\ =000 575,/ A9~ DB — 1\ 74 DI —/V—2
A Ov oY — VDB EEEEES —/ \— 5Oy IIEit—EDYRTEHNETDOTTER
FENA—/\~oO9 S BESRF LTRSS R FLDI K =2 FROF/
AROBHT BELEDBYEF.SEHDEAE TITo T VI Tt A —/ ‘0O oI
SBBBDBEHELALDRET DTS TR,
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X300-ITX / X300-ITX/COM

13 JvIN—3E

TDAZANMEI v IN—DRESHFERLTCVET I v\ —F vy THRE VI ED
TWBETI v IN—ITVa— b CTIv I —F vy THREV T EDTOEWNERIC
& v N—EF—T 1T,

W

Short Open

CMOS 7177+ )\ — >3a—k: CMOS DT T
(CLRCMOS1) 0\ ) F—=TV FTIHIVE
(p.1.No. 13 B58) 2ErTvzn=

CLRCMOST IZ.CMOS DT =2 %7 T § 2 EDN TEEI.CMOS DT —ZITIF X
TLINAT—F BN AT LARE/NTA—E—GEDVAT LRERROEEN
FIHEELCT 7HIVMREICVRT LINGA—2—Z )y g BlId >V Ea—2—
DOEREYVERI—FERET v /\—F vy T&FERALTCLRCMOST D E>(C3
B3 —hLETLMOSZI VT LIZRIE T v IN—F vy TZRIN T DZEENE
WESITLTLIEEWBIOS 277w 77— b CMOS 27 U7 § 28D B UL &)
ICVRAT LERELZNDS CMOS YU T 702 a2 TR vy b2 LTLTZ
TN,

=3 R T —RREEEREHE T BICIFBIOS 4725 > hE Clear Status(X 7—4# X

Q CMOS #2748, T —XDRERIN R ENBTEN BV E T, LIFTD> +—= 1>k
DIHE) | THELTZELN,
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14 FVR—FDON\YyZ—EORTZ

F2R—= PNy E—=EQRTRUE T+ IN—TlBYFFAINESNYZ—EIRITRICIED
IIN—F vy TEHEBENTLIEE VNV E—BLVARIRCI v I\N—F v TEHE DL,
SY—R—RICEBIREDEEC B EDBVET,

JRTLINRIUANY A — HDLED+1 oLiDs ERAZ > EEGEL R 2 &)
(9 E> PANEL1) HDLED- PLED- LY hL.FEEOEVEINETIC
(p.1.No. 10 £Eg) RE;;Z Z:’DRBTN# WO T —VDIVRTLART—

GND BRAKT TV THTDNYE—|C

Ty bLETT TN ZERTS
LEIKIFEVDHE—ITRZED
IFTLIEEL,

PWRBTN (BiREAR%>) :
2 —BIE/ NIV DBRRE NG L TS VBRI Z AL TR T LES T
ICT B EERECTEEY,

RESET (Utw FRE>):
S —EIE/ NRIVD )y NN TS WO Ea—2—H 71— LIeV3E
BOBREZETCEHVEEICIE Iy MR E AL T O Ea—2— 5 BeELE T,

PLED (!X 75 EJR LED) :

2 = BIE NRIVDERR T—RRA > D —R— TR L TIES VT R T LB B
LEDDRATLE SR T LD S1/S3 R Y —TREEDZEICIFLED 1d s Z Ml T E T2 R T
L7 $4 RU—TRREE e I3 EiFA 7 (S5) DEEICIE LED 134 7T,

HDLED /\—RRZ4 27271 ET LED):
S =B/ NRIVDIN— R RZA T 7071 E7+ LEDICEE L TTEE WVSN=F R Z1 T D
TR %G A E Tl E EAHKRIC, LED (A NBVETS,

BIE/ NRIVT A NG =N ko TR BT ED BN E FBiE/ NRIVED 21—/ UdFEIC
BREA AU Y NRZAEBRLEDI\N— R RZ1 77071 E71 LEDR E—H—GED 5
BENF TS+ — > DEIE/ NRIVED 21— b DN\ R—E 15 T B A IF BRRDEY
EHTL ECDEWETHELEHL TNV BT EERED D TIIEEL,



7L ATA3 x5
(SATA3_1:

SATA3 2 SATA3_1

N5 2 D0 SATA3 ORI 2 —
1. &= 6.0 Gb/s DT —RERX

0.1.No. 9 258) L= TN L — 7 2
(SATA3_2: D SATA T—247—T L%
p.1.No. 13 BEg) R—hLET,

USB 20 Ay & — : ZORH—R—RITlE 1 DAY
(9> USB_5_6) BRI g R EENTVE T, IO
(p.1.No. 8 ) olore USB 2.0 A& —Id 2 DK~k

DUMMY

EYR—FTEET,

Y= TV ARYTRA—
(4 &> CHA_FANT)
(p.1.No. 11 £)

1 GND

2 +12V

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

TP —IWET 7 ARG Z—
ICERL ERET—REVES
HETLEEN,

CPU Z7>aARyR—
(4 £~ CPU_FANT)
(p.1.No. 3 )

GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENJTU NI

ZOIXHY—R—RiE4 > CPU
TV @B T7Y) ARG EAHE
fBEEhTVEd,3 E>D CPU
TV EERT AGEIE. EY
1-3 ITEFRLTLIEELY,

ST IVR— Ay —
(9 E> COm1)
(p.1.No. 1 &)
(X300-ITX/COM D)

D COMI ANy H—IFZ )7
R—bEIa2—IVEYR—FLE
ER

X300-ITX / X300-ITX/COM
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ATX BIRIARTZ
(24 £~ ATXPWR1)
(p.1<No.7 &8)

CORTF—R—RIF24 > ATX
BERIAXVEDERENTOE

F.20 EVD ATX EFR=EFERY
BITiF EV 1L 13ILEDET
B LTTIEEW,

ATX 12V ERIRIZ
(8 E> ATX12V1)
(p.1.No. 1 &)

CORF—R—RiF8 Y
ATX12VBIRIAR T2 —HEfHE
NTLET.4EVD ATX ER%E
BARYBIE. EVT1L51CED
HTERLTIZEW,
FEEEREINTVRERT —
TIWDNTZT4v I AA—KBET
137%<{.CPU BCH B L =R
LTLIEEWPCle BRT—T IV
ZZDARTZ—ITHHELG L
TLIZELY,

T—=AA > )a—T3>
Ay HR—

QEe>an

(p.1.No. 6 £)

GND
Signal

CDORTF—R—FlFv—7
N—bRIFoNfc &7 RHY
%7 — A BRAERIRANEEZE T R —
FLET . CDMREICIE Vv —
AV D% - i1 Sy g W
Y —VDWETY,



X300-ITX / X300-ITX/COM

Vodan
1 f&9r
R 3E X300-ITX / X300-ITX/COM £4R, HEANEP, E1ZFHNE2ENBER
AN BUTREE.

Q BIF EHRHEH BIOS AT RE BB, Lk, AXISMIABTEHRMITEY, BT
BHL

1.1 81%iF4

+ X300-ITX /X300-ITX/COM £4% (Deep mini-ITX #4§)
+ X300-ITX / X300-ITX/COM [RiE = 445

« 1xI/0 E#R

« 2xSATA HiRZ (iEm)

< IxEE (EM2EOER, M2%2) (&)

< Ix 2% (ff WiFi SRER, M2%2) (iEm)
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1.2 #i&

T4 - Deep mini-ITX &R ~F
- REREFERIT
CPU . 3z#% AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000. 4000 G. 5000
5000 G &%l RE4Lb B8 *
- X8RS 65W A9 CPU
- 6 BRI
mHE - AMD X300
K& - WiEi& DDR4 MFEH A
- 4xDDR4 DIMM &

- AMD Ryzen %5l APU (Cezanne) X% # DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC % 3F ECC, FEHNTF *
- AMD Ryzen %5l CPU (Vermeer) 5 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC % 3F ECC, FEHNTF *
- AMD Ryzen %5l CPU (Matisse) 325 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC % 3F ECC, FEHNTF *
- AMD Ryzen %%l APU (Renoir) 32#% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC Z3F ECC, FEHNTF *
- AMD Ryzen %5l CPU (Pinnacle Ridge) 3 # DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC K 3E ECC, EEHHFE *
- AMD Ryzen %5l APU (Picasso) 3 # DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC K 3E ECC, EEHHFE *
- AMD Ryzen %71 CPU (Raven Ridge) 3z DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC K 3E ECC, EEHHFE *
* %FF Ryzen %%l APU (Cezanne. Renoir # Picasso), 1% PRO
CPU % #% ECC,
*1ES X5 18 71T #% DDR4 DIMM R A Z#F4H %,
- XBRFENFERATE: 128GB
+ DIMM f&E#&H 15u &=
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X300-ITX / X300-ITX/COM

it

B

It
IS

LAN

AMD Ryzen %3/ CPU (Vermeer. Matisse. Pinnacle Ridge)
- 1xPCle Gen3x16 #fi{& (x16 #&3X) *

AMD Ryzen %%/ APU (Cezanne #1 Renoir)

- 1xPCle Gen3x16 #fif& (x16 #&3X) *

AMD Ryzen %3/ APU (Picasso. Raven Ridge)

- 1xPCle Gen3x16 #fif& (x8 #x) *

AMD Athlon &%/ CPU

- 1xPCle Gen3x16 #fif& (x4 #x) *

* % # NVMe SSD H{ERzIE

« 1xM.2 Socket (Key E), Z#5252! 2230 WiFi/BT 11k

- Ryzen %71 APU s #9£ R AMD Radeon™ Vega Z 5! E R *
* SEFRZFFATREMR CPU 1k
- DirectX 12. Pixel Shader 5.0
- BUAHERNTF 2GB, HmAEZHFIE 16GB.
*RAEZ RN 16GB FER I 32GB REHNTF.
- 3 ERMBIED: D-Sub. DisplayPort 1.2 1 HDMI
- XBFZARRHE
- XF HDMI, JA4#ERIE 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- 3#5 D-Sub, 60Hz Rt K4 #Ei% 19201200
- 3#5 DisplayPort 1.2, 60Hz Fi& K4 ## %k 4K x 2K
(4096x2304)
- @id HDMI %0 (FEHRAR HDMI B7R%8) X+ Auto Lip
Sync. Deep Color (12bpc). xvYCC #1 HBR (iR & &H47)
- i&id HDMI #0 DisplayPort 1.2 i 032 4% HDCP
- &iZ HDMI #0 DisplayPort 1.2 i O X #3215 4K #5:% (UHD)
B

- Realtek ALC897 E¥i4nfiR Y55
o NIFEBERP

- 1 x BEHUETL

< I x &EHHAETL

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H

. ¥ Wake-On-LAN (/] _EMEREE)

- X#FER /ESD fRIP

- ZHEEMIIKM 802.3az

- ¥ PXE

115



116

HIEHR 1/0

JRHEH1/0

HE

#=O

BIOS IfisesF =

« 1 x BEHUETL

+ 2xUSB3.2Gen1 Type-A i[O (3Z#5 ESD 1R#, BNLFH#)
+ 1xUSB3.2Gen1 Type-CitO (3z#5 ESD fRiP, BN£R5H)
- 2xUSB2.0ix M (3z#5 ESD fR#P, BENEFAHIF)

- 1xD-Sub &0

- 1xHDMI ix0O

- 1xDisplayPort 1.2

- 2xUSB3.2Gen1 Type-A i (3z# ESD R4, BN&FH#)
- 2xUSB2.0 kA (325 ESD 1R37, BNEBAH)

« 1xRJ-45LAN %0, % LED (ACT/LINKLED #AR SPEED

LED)

o I x &KERIHRTL

.« 2x HHIRZER Y SATA3 6.0 Gb/s, #F RAID (RAID 0 #1

RAID 1) . NCQ. AHCI #n##Eik

- 1xUltraM.2 50 (M2_1), &&%# Gen3 x4 (32 Gb/s) 5

Gen3 x2 (16 Gb/s) 2280 M.2 & PCI Express 1R (FEEE Athlon
2xxGE &%) *

* % # NVMe SSD A{ERzn&E

- 1xCOM ik (X300-ITX/COM B SikED)

< IxHLFERNER

+ 1xCPU RUmZERR
*CPU MEE#O X RS 1A (12W) I1ZEA) CPU KA.

- IxHFEREZEAD (45
*HLERBZEOSFERSZ KA 1A (12W) BHLFERE.

-+ 1x24 5t ATX BRiIE#EO

- Tx8 %12V AiE#ED

- 1 x ATEARIER

« TxUSB 2.0 #k (2% 2 4~ USB 2.0 imM, 3Z#F ESD &)

« AMI UEFI Legal BIOS, Z#F GUI
- X "ENHEENA”

« ACPI5.1 $kBMGREESE M

- XFFRBEZ (jumperfree)

+ 3Z# SMBIOS 2.3

- DRAM EE@T



X300-ITX / X300-ITX/COM

st - CPU/ Hl3E:iR BE &
- CPU/ HL3E XU #e iR it
- CPU/#lfE&ERE XA (IR#E CPU B BRNEAENEREEE)
- CPU/ HLFEXUES & Ffisk FE 42
- CASEOPEN (#l#8$TF) #&il
- BEIEIE: +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore

BRIERS « Microsoft® Windows® 10 64-bit
TNIE - FCC. CE

- ErP/EuP ¥ (FFEZ#% ErP/EUP HIFLIR)

FMREIBHSA— N, GiFH%EBIOSRE, LA "HHBHHA" , BEFAE=
BT R, BUARESHNEZFAHEENE, BEXNREAHFIREERITIF. AT
X TAEE R BERKGFIZEE, A3 E TS KR A 5 5.
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1.3 B&LixE
WERROMEERE, HRERERXLHM R, B R . MRKLESHH
LREENER, B FE

W W

Short Open

BB CMOS Bk i Bk CMOS

(CLRCMOST) A FrE&: Bk
RE1T, £134) 2 St

CLRCMOST #iF#&iE M CMOS HE#i#E. CMOS FHIBEEERARKIRERS, WA
ZEWm. BE. HEMRRRESY. EERNEERESHAERINRE, HXH
HEH, RTRIFELES, AEERZKIEREE CLRCMOST LRSI 3 &, HigE
7B CMOS [EBLT BkEkiE. MR EFZERISTHL BIOS EHf/EiER CMOS, M
MERANARL, HEXARBBEHITER CMOS EE.

R EERR CMOS, HLAEFTFF L ME], 151 BIOS i£TT “Clear Status” (EFIKZS)
VBB R BT — LR N IR ATIE R,



1.4 tREHERFEO

RFFEMFE OT B, TEIGBRAIGRR X LRI L, 15k IR SR X L1
OO _LIF 23 E RIS R KR EIRIF.

RAERIEH L GETEMSMWAE, HH8
(9 ¥t PANEL1) HDLED- PLED- THBRERE. EERANAR
RE1THI0D) 0RO R R,

GND TEEEES AN IC TEERSTHI.

&

PWRBTN (MiF#:4H) :
EEZIFERTE AR L AT IRIR . 1R R LD B AR A FR 2 A K 1] AR A B 7 =

RESET (E&##) :
R YR AR R EE S, WMFRITENEY, REATEZENRS, KEERKE
EFREITEL

PLED (RZFJFLED) :
ISR YIS RT R _E R IR SR AT, RGHRIESR(ERS, 1L LED =i, F44L7E S1/53
FERRARZSAT, I LED [N4F, FELL7E S4 FERRIRZSEL KA (S5) Y, Ut LED /8K,

HDLED (##i%5) LED) :
EEZIFERTE R L A9TE A& ) LED #7547, R IEFIEE S AMER, It LED =,

BIERIZIHRIEN AT R BB ES. FIEREREZCFARZE. BEEHZE. BIR
LED. #E#LER) LED 157°4]. HiE s, ISHLERT AR SIERE| I RRIRT, BRIELS
BCFOE 53 BD IE A IR EC.

X300-ITX / X300-ITX/COM
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BT ATA3 #0

SATA3 2 SATA3_1

XA SATA3 EOXHER

(SATA3_1: 6.0 Gb/s BBt HIE R A R E

RE1R, HI4) TE1%I8 & ) SATA HUEL:,
(SATA3_2:

WE1T, F131)

USB 2.0 &k | M EMR EB—ER, H USB
(9 $t USB_5_6) Ve PR IOIOMSE YR 5 0 SRS E A,
(RE1T, %£84) _folote

DUMMY

MR EZEO
(4 §t CHA_FANT1)
(1T, 11 1D)

W N e

GND

+12V
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

R ER&ERE K EZEO
e BT R SR,

CPU R E#O
(4 #t CPU_FANT)
(RE1R, E3D)

1 GND

2 +12v

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

e E IR 4 $F CPU R (B
EXE) &0, MREITHE
B35 CPURE, BHEER
BI$TH1-3,

BiTimAEk
(9 £t COM1)
(RE1TETD)
(IRiERF X300-ITX/
com)

Lt COM1 ## L 32# R TR O 48
R,
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X300-ITX / X300-ITX/COM

ATX FiE O 1 2 BLEHRIRMEE 24§ ATX RIRE
(24 §f ATXPWRT1) A. 2/ 20 $t ATXRIR,
(RE1F, 87D B o ERSHENFISTH 13 HEEE.

ATX 12V A O , . HeEARIRH 8 $ ATX 12V R
(8 $F ATX12V1) URRY B0, EER 45 ATX R,
(RE1T, £14) 0000 TEIREHH 1 AIEHHD 5 IR,

) 1 * B EHIRERORIRLR
F CPU, MikERF. TEH
PCle FIREEHEIEE| MO,

UIEEPN: 28 - I E 432+ CASE OPEN (W17
stan Signal I ) MTheE - A==
(RE1T, %61 EHRT. RHESERARA

MR RO,
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B 5 B = mis R HR R

RIERELZGE TRAES~RITREHEEDE) K SI/T11364-2006 NEFES™
RISRIEFIRRER] , BT EESREHTIRT, BEURERERE-RPEEN
EEFFVEBTRAHL EIN B REMNT X IEER I TRBITA S M A=E ™
EMENHR, R EAME, ERFA~RZEREEE EFERE—ZiR. B—F
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERDRA 10 &,

10

FEREYRBITENBRE S EIH

HEERTHRLEFSHNESEEVRELRNENRRSEIRN, BSRUTRERIR
BA.

BT BERMRH TR

% (Pb)| 5 (Cd)| 3% (Hg)| 7#1% (Cr(V1)) & ME£% (PBB) | .= %At (PBDE)
EVRIFR B R
mayag | < O | © © © ©
i‘ﬁMn "5'1_.
waman | X | © | O © © ©

O: RNZAHEEWRIIZE A H MR RS 8397 S)/T 11363-2006 #R/EHE
HIPRBERIAT,

X RRZAESHENREVEIZHNE BRI PR S EEH S)/T 11363-2006 #Rf
MERRBER, RIZAMHNHFEEETES 2002/95/EC HIFE,

&if WERAIRRZ I RERAER, REE—REZSERKLT.




X300-ITX / X300-ITX/COM

S\
1 BN

T IR E FEHE X300-ITX / X300-ITX/COM FHEMT » FEA IR 88 1 B EE 2 B
TRV /R B 2 8 -

Q HIATHEATHEE R BIOS HRABFIRE G AT » AR N BA A B RS (T84

11 B

X300-ITX / X300-ITX/COM F 445 (Deep mini-ITX HIZHIFL)
+ X300-ITX / X300-ITX/COM Heisizz 45 R
< 1 x 1/O kNS
« 2 x SATA 443 CGERD
o1 x BB4% GEFIF M2 $6EEE) (M2+2) CEEFH)
o1 x B2&% CEFR Wik B4 (M2+2) (GEF)
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1.2 F84&

Fh

CPU

« Deep mini-ITX HIEH&
- BEfEEAERGT

- 4% AMD AM4 socket Ryzen™ 20003000~ 4000 G ~ 5000 &

5000 Z:F1st AR gs

- WiERE 65W CPU
. 6 BRI EYET

« AMD X300
. EE3%38 DDR4 BB R Rl

- 4 x DDR4 DIMM F#f&
« AMD Ryzen £%1] APU (Cezanne) 52 #% DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 3 ECC ~ 4R fErE0 1HAS *

« AMD Ryzen £%!] CPU (Vermeer) 57 #% DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 3 ECC ~ 4R fErE0 1HAS *

- AMD Ryzen %% CPU (Matisse) 7% DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 3 ECC ~ 4R fErE0 1HAS *

« AMD Ryzen £%!] APU (Renoir) 52 #% DDR4

3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 3 ECC ~ 4R fErE0 1HAS *

« AMD Ryzen £%!] CPU (Pinnacle Ridge) &¥#% DDR4

2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ f4R Er=r iEHS *

+ AMD Ryzen %51 APU (Picasso) 32 DDR4 2933/2667/2400/2133

ECC & FF ECC ~ 4R {ET-C 1R A *

« AMD Ryzen £%1] CPU (Raven Ridge) 7% DDR4

2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ fe4R {Er=r iEHS *

* Z5(H F Ryzen %51 APU (Cezanne ~ Renoir & Picasso) » {& PRO CPU
% ECCe

* B> DDR4 DIMM s =08k » 52 M5 18 He

- R ZRHECIERE A E 1 128GB

.« 150 FEIESE S HE



X300-ITX / X300-ITX/COM

EFeimE AMD Ryzen %%l CPU (Vermeer * Matisse  Pinnacle Ridge)
« 1 x PCle Gen3x16 ffif# (x16 f&=t) *
AMD Ryzen %5%1] APU (Cezanne ~ Renoir)
« 1 x PCle Gen3x16 ffif# (x16 f&z8) *
AMD Ryzen %5%1] APU (Picasso * Raven Ridge)
« 1 x PCle Gen3x16 fif (x8 f5iz{) *
AMD Athlon %! CPU
1 x PCle Gen3x16 ffif (x4 f5zX) *
* 4% NVMe SSD 1E Ry Fathias
1 x M2 $FE (Key E)» %#% Type 2230 WiFi/BT f&4H

FETE . #55 AMD Radeon™ Vega Series Graphics NEE Ryzen 251
APU*
* EREST R TRERE CPU St
+ DirectX 12~ Pixel Shader 5.0
. THEILFECIEAE 2GB - ;e AL AL ISR 2 16GB -
* e RKFLFECIERS 16GB TR EE%4E 32GB R 4isniEss
- ={EEFfHHEETE - D-Sub -~ DisplayPort 1.2 2 HDMI
- TE=aEREE
- WEBRE AR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fERHTREY HDMI
T 2% 1920x1200 @ 60Hz fEHTERY D-Sub
- =% 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fEATRERY DisplayPort 1.2
- SZHE(FH HDMI B8R (FRHA Y HDMI #R#8) 1Y Auto Lip
Sync ~Deep Color (12bpc) ~xvYCC 2z HBR (S5 E 1)
. ¥#%4 HDMI & DisplayPort 1.2 i1 HDCP
- S#E{# A HDMI ¥ DisplayPort 1.2 HBEE#EST 4K Ultra HD
(UHD) ##71

=8 « Realtek ALC897 a5
o TIRZENRE
o 1 x B EHAEETL
o 1 x SRERERHIRAL

LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111H
. HIRYEREIAET
- HIRER RFERE
. i% 802.3az EEE iR 2 R48HS
- I PXE
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BUEMR 170

&mEiR 1/0

ESE

BIOS Lh&E

o 1 x Hi#%/ A RETL

- 2x USB 3.2 Genl Type-A HFHE CZIRFFEILE (£2153%))
« 1x USB 3.2 Genl Type-C R (L IRAFEILE (£2153%))
+ 2x USB 2.0 R (ZIRAFERGE (2578))

- 1x D-Sub G

- 1 x HDMI

- 1 x DisplayPort 1.2

- 2x USB 3.2 Genl Type-A HBHE (CIRFFERE (£1558))
. 2x USB 2.0 #HEHE (LIRFFEIRE (2Fi58))

- 1 x RJ-45 LAN #8858 & LED (ACT/LINK LED & SPEED

LED)

o 1 x GRERTHETL

+ 2x SATA3 6.0 Gb/s & HEIFHEEH - 4% RAID (RAID 0 82 RAID

1)~NCQ~AHCI K&

1 x Ultra M.2 I (M2_1)> S $EHr= Gen3 x4 (32 Gbls) 3¢

Gen3 x2 (16 Gb/s) Y type 2280 M.2 PCI Express #54H ({s FiJ Athlon
2xxGE Z51)) *

* 74 NVMe SSD fF R BRt&RADE

« 1 x COM #E$t (X300-ITX/COM HUskisE)

o 1 x LIRS

. 1x CPU Ji\i%mH
* CPU JR\ SR % i 1A (12W) JERLIERAY CPU &R
o 1 x HRLR R FEUE (4-pin)

R T RS RS 1A (12W) RV LRI R L o

1 x 24 pin ATX ZEJE#H#0E

. 1x8pin 12V EEFEEE
« 1 x AUAMRBEST
« 1xUSB 2.0 Bt (57$% 2 {# USB 2.0 #ipae) (ZiEAFERE)

« AMI UEFI Legal BIOS & GUI 4%
. 4% TBERERIA

« ACPI 5.1 FFEIARE S BB

- TR

. 4% SMBIOS 2.3

- DRAM ZEEAHH%EL



X300-ITX / X300-ITX/COM

IPESRE T Es - CPU &R0 EVE
- CPU /7R FRid st
- CPU /#5355 ER (K CPU JEFE H B8t R )
- CPU /1473 RS 25 e R S 2 )
o HEREBRRLGH
o BEREEHE 412V~ 45V~ 3.3V~ CPU Vcore

(=R « Microsoft® Windows® 10 64-bit

R - FCC~CE
« ErP/EuP ready (48 E{# ErP/EuP ready FEJFALMERS)

RAMTEAE A i /IR HIRE IR LA - EBAFIRE G BUE 2SR HTRRTE  E B E G HE R4
TLAEREEE KI5 & - BB TEIEEAAIR R R AR « el T AR TS i TP RE R R
FTRE-

f SEPSNEE AR  REAF AT RE AR TR [E A b » HeP B %7 EE BIOS HoRYakiE ~ PRI AR
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1.3 BHRERE

e PSR S E BRI T - BRI EER I I sZ ke By PRI - BV A BIRIEE
FESTHE > Z Bk By TBREL -

W W

Short Open
JERR CMOS Bhés fpg  ERR CMOS
(CLRCMOSI) BN - THES

[ . 2-pin B4R
GESRE | B 9% 13) o

& AIMIA CLRCMOSL &Rk CMOS Y E#E - CMOS RV RIS St E el A
ZHETS ~ I IR R S E S B - BRI S R S BB TG E » 3555
PABERSER IR R N EERAR  ZRTR O FBkaR 5% CLRCMOS] _EAVSHIIAIRESY 3 1) - 35
AR BBOMEERR CMOS fRHU Tk & - AR A 58 BIOS R ILRLERR CMOS » Hllo)
TSR A0 AR HET TR R CMOS EhiEmiIla -

EHE T CMOS - AIRE G A E R FIRL - %S BIOS 2878 EERRRE ) - B BRIEHTI%
R RRAIAC B -



X300-ITX / X300-ITX/COM

1.4 fRE HEEt RIZER

WRHHE ST R AT TRBIER - SH ARG ETE 15 Lo ST R TR - AFBSRIEETEDE ST R
P L PSR ERAROR PR Z 1A -

EXCTiNEE /S HDLED+ PLED+ B IRIALL T SRS i e
(9-pin PANELI1) “DZE,:’D' E;VE:E;TN# R ~ BT R
GEZRHIE 1 B 4R9% 10) RESETH GND ARRESE N IE T L PES T -
GND TEHEL PR AT R R AT

Hé]] °

R

PWRBTN (&%) -
AR HGRATIHIN EATREIRZET « 15T 2 S FH B I 2 A 2 ST BB A 77 2 o
RESET (Ea#74) *

BTN _EATE R - 5 B e B A TIE S EATRLE) 7 T E Rtz B ]
ERTRIB A

PLED (%87 LED) *
P RRATEIR_EATEFR RGN - 74T IETEEIFS - I LED E5EitE - 247 #EA S1/S3
FFENRAR GRS » LED Er 4000 « 24T HEA S4 BENRARRESUH% (S5) B » LED ErfEUK, -

HDLED (&%) LED) :
AFEE AT _EAYEEREEE) LED - [ERFIELE S A E RS LED g2t -

B HRIRIEIG 5 A1 - BT B et A8l - B4 RO LED - W
Y LED - W\ R H A5 B4 - R AT A PR S 5 - SHREE A0 R A
FIRE A -
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Serial ATA3 358

SATA3 2 SATA3_1

IEWIAH SATA3 HEBHE SR PIHS

(SATA3 1: FEFEEEN SATA BRMESE 5
_ —— [—i

SR 1 B E5E9) =1 B 6.0 Gbls EEHE RS -
(SATA3 2:

FESRE 1 E &R 13)

USB 2.0 it L Pt A —(E kSt - 1t
(9-pin USB_5_6) T e o USB 2.0 BES &5 0] <7 £ W e 5 57
(FHSRE 1 H RIE8) GN”; :;D e

TR R PETE 1 GND S A A & R PR

(4-pin CHAiFAND ; EQ:ZFANSPEED jﬁtb%ﬁﬁ&%fﬂﬁﬂfﬂ] °

4 FAN_SPEED_CONTROL

GE2HE 1 5 &% 1D

CPU U H#EH
(4-pin CPU_FANI)
GH2RIZE | 5 498 3)

1 GND

2 + 12V

3 CPU_FAN_SPEED

a FAN_SPEED_CONTROL

A EHERRECH#E 4-Pin CPU U

(B JET) P - A5l
8 3-Pin CPU iU 55 % Pin
13

Egdlliiseentelsay 1] I COMI HEST 1875 R
(9-pin COMI) oSrem g e -

(HSHE B S5 D eosrn I

({£R X300-ITX/COM) et |

Socon =]
]

ATX 5 1 12 RTHIRECH—2H 24-pin ATX
(24-pin ATXPWR1) BT - 5B 20-pin

GESBIE 1 B WD 13 T o ATX BIRHLHESS 56 A Pin 1

S Pin 13-

130



X300-ITX / X300-ITX/COM

ATX 12V 55 e s A EHHIRC 48 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) Oody 12V B S 4-pin

(HSBIE | 4D juwi]| ATX TERELIESE 5545 A Pin |
}52 Pin5-

B R CPU HY
E@Jﬁiéﬁ% M7 FREUR AV B RAR
/01 PCle BIFAHE A L1

8
B e AR R GO
(2-pin CID) oy I Thtk» FTAI N
(HEBE | E 9 ) b SR IIRE - B

PRI R R
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Spesifikasi

Platform « Faktor Bentuk Deep mini-ITX
+ Desain Kapasitor Solid

CPU + Mendukung seri prosesor Desktop AMD AM4 socket Ryzen™
2000, 3000, 4000 G-Seri, 5000 dan 5000 G
+ Mendukung CPU hingga 65W
« Desain 6 Fase Daya

Chipset « AMD X300

Memori + Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 4x Slot DIMM DDR4

+ APU seri AMD Ryzen (Cezanne) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Vermeer) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

+ APU seri AMD Ryzen (Renoir) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa
buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

+ APU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

* Untuk APU Seri Ryzen (Cezanne, Renoir dan Picasso), ECC hanya
didukung dengan CPU PRO.
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X300-ITX / X300-ITX/COM

Slot Ekspansi

Grafis

* Lihat halaman 18 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
DIMM.

» Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU seri AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Pinnacle Ridge)

« 1x Slot PCIe Gen3x16 (mode x16)*

APU seri AMD Ryzen (Cezanne, Renoir)

« 1x Slot PCIe Gen3x16 (mode x16)*

APU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

« 1 x Slot PCIe Gen3x16 (mode x8)*

CPU seri AMD Athlon

« 1 x Slot PCIe Gen3x16 (mode x4)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

+ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230

« Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.
- Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DisplayPort 1.2 dan HDMI
+ Mendukung Tiga Monitor
+ Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz
+ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)
+ Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2
+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
dan DisplayPort 1.2
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Audio + Codec Audio Realtek ALC897
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
+ 1x Soket Headphone/Headset

« 1x Steker Line out

LAN + 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
» Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 Panel 1 x Soket Headphone/Headset
Depan + 2xPort USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))
+ 1xPort USB 3.2 Genl Type-C (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike

Protection))
1/0 Panel « 1 x Port D-Sub
Belakang + 1xPort HDMI

+ 1x DisplayPort 1.2

+ 2xPort USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))

+ 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike
Protection))

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ 1x Steker Line out

Penyimpanan - 2xSATA3 6,0 Gb/s dengan Konektor Daya, mendukung RAID
(RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI dan Hot Plug
+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul PCI Express tipe
2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s) atau Gen3 x2
(16 Gb/s) (dengan Athlon seri 2xxGE)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

Konektor + 1 x Header Port COM (Opsional untuk model X300-ITX/COM)
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X300-ITX / X300-ITX/COM

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

1 x Header Sasis Intrusion
1 x Konektor Kipas CPU

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)

* Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Header Panel Depan

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

Penyesuaian Tegangan DRAM

Sensor Suhu CPU/Sasis

Takometer Kipas CPU/Chassis

Kipas Hening CPU/Chassis (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas
berdasarkan suhu CPU)

Kontrol Multikecepatan Kipas CPU/Sasis

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak

f Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada

ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan
komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Product Name : Motherboard
Model Number : X300-ITX / X300-ITX/COM
Conforms to the following specifications:
FCCPart 15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X300-ITX / X300-ITX/COM

(Model Designation / Trade Name)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

c € (EU conformity marking)
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